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포함할 수 있는데, 단자(110a)들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 주변 영역(P1) 내에 배치된다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

마이크로전자 어셈블리로서,

기판으로서:

각각 제 1 및 제 2 횡방향으로 연장하는 제 1 및 제 2 대항면;

제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장하는 주변 에지;

상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하는 제 1 및 제 2 개구로서, 상기 개구들 각각은 제 1 방향에서

연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가지는, 제 1 및 제 2

개구; 및

상기 주변 에지 및 개구들 중 하나 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영역을 포함하는 기판;

상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 개구와 정렬되는 상기 전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터

반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로전자 소자;

제 2 마이크로전자 소자로서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 제 1 마이크로전자 소자

의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 2 개구와 정렬되고 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는

본드 패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자; 및

상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속된 복수 개의

단자들로서, 상기 단자들은 상기 마이크로전자 어셈블리를 상기 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접

속시키도록 구성되고, 상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 주변 영역 내에 배치되어 제 1 방

향으로 연장하고 상기 적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 개구들 중 적어도 하나를 통과하여 또는 그 위

로 지나가도록 하는, 복수 개의 단자들을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 주변 에지는 제 1 주변 에지이고, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역이며, 상기 단자들 중 적어도 하나는

제 1 단자이고,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장하는 제 1 주변 에지에 반대인 제 2 주

변 에지를 가지고, 그리고 상기 기판은 제 2 주변 에지 및 상기 개구들 중 하나 사이에서 연장하는 상기 제 2

면의 제 2 주변 영역을 가지며, 그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연

장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 개구들 중 적어도 하나를 통과하여 또는 그 위로 지나도록 하는, 상

기 제 2 단자인, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 주변 영역은 제 1 주변 영역이고, 상기 개구들 중 하나는 제 1 개구이며, 및 상기 단자들 중 적어도 하나

는 제 1 단자이고,

상기 기판은 상기 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가지고, 그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고

제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 2 단자인, 마

이크로전자 어셈블리.

공개특허 10-2015-0040998

- 3 -



청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 주변 에지는 제 1 주변 에지이고, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장

하는, 제 1 주변 에지와 반대인 제 2 주변 에지를 가지며, 그리고 상기 기판은 상기 제 2 주변 에지 및 개별적

인 제 1 및 제 2 개구 사이에서 연장하는 제 2 면의 제 3 및 제 4 주변 영역을 가지고,

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고

제 3 단자를 통과하는 직선이 상기 제 1 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 3 단자이고,

그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 4 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고

제 4 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 4 단자인, 마

이크로전자 어셈블리.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 기판의 도전성 소자에 전기적으로 접속되는, 마이크

로전자 어셈블리.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드는 제 1 개구와 정렬되는 부분을 가지는 제 1 리드에 의하여 상기 도전성

소자에 전기적으로 접속되고, 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드는 제 2 개구와 정렬되는 부분을 가지는 제 2

리드에 의하여 상기 도전성 소자에 전기적으로 접속되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 제 1 리드는 상기 제 1 개구를 통하여 연장하지 않는 것, 또는 상기 제 2 리드는 상기 제 2 개구를 통하여

연장하지 않는 것 중 적어도 하나가 구현되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 8 

제 5 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 제 1 개구를 통해서 연장하는 제 1 와이어 본드에 의하여 상

기 도전성 소자에 전기적으로 접속되고, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 제 2 개구를 통해서

연장하는 제 2 와이어 본드에 의하여 상기 도전성 소자에 전기적으로 접속되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 제 1 와이어 본드는 오직 제 1 개구를 통해서만 연장하고, 상기 제 2 와이어 본드는 오직 제 2 개구만을

통해서만 연장하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 10 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지는 제 1 에지이고 상기 제 1 마이크로전자 소자는 그것으로부터 반대인 제

2 에지를 가지며, 상기 제 2 마이크로전자 소자는 제 1 및 제 2 대항 에지를 가지고, 각각의 마이크로전자 소자

는 그것의 전면의 중앙 영역 내에서 상기 제 1 방향으로 연장하는 본드 패드들 중 다섯 개 이상의 적어도 한 행

을 가지고, 각각의 중앙 영역은 개별적인 제 1 및 제 2 에지 사이의 거리의 중간 삼분의 일만큼 연장하는, 마이
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크로전자 어셈블리.

청구항 11 

제 1 항에 있어서,

각 마이크로전자 소자는 더 많은 개수의 능동 디바이스를 구현하여 임의의 다른 기능보다 메모리 스토리지 어레

이 기능을 제공하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 12 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1  마이크로전자 소자는 상기 에지 및 그것의 전면 및 후면 사이에서 연장하는 반대 에지(opposite

edge) 사이의 폭을 가지고, 상기 제 2 마이크로전자 소자는 각각 그것의 전면 및 후면 사이에서 연장하는 대항

에지들(opposed edges) 사이의 폭을 가지며, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 폭은 상기 제 1 개구의 제 2 치수

보다 더 크고, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 폭은 상기 제 2 개구의 제 2 치수보다 더 큰, 마이크로전자 어셈

블리.

청구항 13 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 개구 중 하나는 상기 제 1 및 제 2 개구 중 다른 하나보다 상기 주변 에지에 더 근접한 위치

로 연장하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 14 

제 1 항에 있어서,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하는 제 3 및 제 4 개구를 가지고, 상기 제 3 및 제 4 개구 각

각은 상기 제 2 방향으로 연장하는 길쭉한 제 1 치수, 및 상기 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치

수를 가지며,

상기 마이크로전자 어셈블리는 각각 상기 기판의 제 1 면에 대향하는 전면을 가지는 제 3 및 제 4 마이크로전자

소자를 더 포함하고, 상기 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자는 각각 개별적인 제 3 또는 제 4 개구와 정렬되고

그것의 전면에 있는 본드 패드를 가지며, 그리고

상기 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 기판의 도전성 소자에 전기적으로 접속되는, 마이크

로전자 어셈블리.

청구항 15 

제 14 항에 있어서,

상기 기판은 상기 주변 영역에서 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하는 개구부(aperture)를 더 포함하고, 상기 개

구부는 그것을 통과하는 봉합재 또는 언더필 재료의 흐름을 수납하도록 구성되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 16 

마이크로전자 어셈블리로서,

기판으로서:

각각 제 1 및 제 2 횡방향(transverse direction)으로 연장하는 제 1 및 제 2 대항면;

제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장하는 주변 에지;

상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하는 제 1 및 제 2 개구로서, 상기 제 1 개구는 상기 제 2 개구 및

주변 에지 사이에 위치되고 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방

향에서의 제 2 치수를 가지며, 상기 제 2 개구는 상기 제 2 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수

보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치수를 가지는, 제 1 및 제 2 개구; 및
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상기 주변 에지 및 제 1 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영역을 포함하는, 기판;

상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 개구와 정렬되는 상기 전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터

반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로전자 소자;

제 2 마이크로전자 소자로서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 제 1 마이크로전자 소자

의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 2 개구와 정렬되고 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는

본드 패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자; 및

상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속된 복수 개의

단자들로서, 상기 단자들은 상기 마이크로전자 어셈블리를 상기 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접

속시키도록 구성되고, 상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 주변 영역 내에 배치되어 제 1 방

향으로 연장하고 상기 적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 제 1 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도

록 하는, 복수 개의 단자들을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 17 

제 16 항에 있어서,

상기 주변 에지는 제 1 주변 에지이고, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역이며, 상기 단자들 중 적어도 하나는

제 1 단자이고,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로 연장하는 제 2 주변 에지를 가지고, 그리고

상기 기판은 제 2 주변 에지 및 상기 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가지며,

그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연

장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나도록 하는, 상기 제 2 단자

인, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 18 

제 17 항에 있어서,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 상기 제 1 방향에서 연장하는 상기 제 2 주변 에지에 반대

인 제 3 주변 에지를 가지고, 상기 기판은 상기 제 3 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면

의 제 3 주변 영역을 가지며,

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고

제 3 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 3 단자인, 마

이크로전자 어셈블리.

청구항 19 

마이크로전자 어셈블리로서,

기판으로서:

각각 제 1 및 제 2 횡방향으로 연장하는 제 1 및 제 2 대항면;

제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로 연장하는 주변 에지;

상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하고, 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치

수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가지는 제 1 개구;

상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하고, 상기 제 2 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치

수보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치수를 가지는 제 2 개구; 및

상기 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영역을 포함하는, 기판;

상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 개구와 정렬되는 상기 전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터

반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로전자 소자;
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제 2 마이크로전자 소자로서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 제 1 마이크로전자 소자

의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 2 개구와 정렬되고 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는

본드 패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자; 및

상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속된 복수 개의

단자들로서, 상기 단자들은 상기 마이크로전자 어셈블리를 상기 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접

속시키도록 구성되고, 상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 주변 영역 내에 배치되어 제 2 방

향으로 연장하고 상기 적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도

록 하는, 복수 개의 단자들을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 20 

제 19 항에 있어서,

상기 주변 에지는 제 1 주변 에지이고, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역이며, 상기 단자들 중 적어도 하나는

제 1 단자이고,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로 연장하는 상기 제 1 주변 에지에 반대인 제

2 주변 에지를 가지고, 그리고 상기 기판은 제 2 주변 에지 및 상기 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면

의 제 2 주변 영역을 가지며, 그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연

장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나도록 하는, 상기 제 2 단자

인, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 21 

제 19 항에 있어서,

상기 주변 영역은 제 1 주변 영역이고, 상기 단자들 중 적어도 하나는 제 1 단자이며, 상기 제 1 마이크로전자

소자의 에지는 제 1 에지이고, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하고 제 2 방향에서 연장하는

길쭉한 제 1 치수 및 제 1 방향에서 연장하며 상기 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 치수를 가지는 제 3 개구를 가

지며,

상기 기판은 상기 주변 에지 및 제 3 개구 사이에서 연장하는 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가지고, 그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연

장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 3 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는, 상기 제 2 단

자이며,

상기 마이크로전자 어셈블리는, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 그것의 제 1 에지에 반

대인 상기 제 1 마이크로전자 소자의 제 2 에지를 넘어서 돌출하는 제 1 면, 및 상기 제 3 개구와 정렬되며 상

기 제 3 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 3 마이크로전자 소자를 더 포함하는, 마이크

로전자 어셈블리.

청구항 22 

제 21 항에 있어서,

상기 제 2 및 제 3 마이크로전자 소자의 전면은 단일 평면 내에 포지셔닝되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 23 

제 21 항에 있어서,

상기 주변 에지는 제 1 주변 에지이고, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로 연장

하는, 제 1 주변 에지와 반대인 제 2 주변 에지를 가지며, 그리고 상기 기판은 상기 제 2 주변 에지 및 개별적

인 제 2 및 제 3 개구 사이에서 연장하는 제 2 면의 제 3 및 제 4 주변 영역을 가지고,

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고

제 3 단자를 통과하는 직선이 상기 제 1 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 3 단자이고,
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그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 4 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고

제 4 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 4 단자인, 마

이크로전자 어셈블리.

청구항 24 

제 21 항에 있어서,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하고 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1

치수보다 더 짧은 상기 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가지는 제 4 개구를 가지고, 상기 마이크로전자 어셈블리

는 상기 제 4 개구와 정렬되며 그것의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 4 마이크로전자 소자를 더 포함하는,

마이크로전자 어셈블리.

청구항 25 

제 24 항에 있어서,

상기 제 2, 제 3, 및 제 4 마이크로전자 소자는 각각 제 1 및 제 2 대항 에지를 가지고, 각각의 마이크로전자

소자는 그것의 전면의 중앙 영역 내에서 그것의 상기 제 1 및 제 2 에지에 평행한 방향으로 연장하는 본드 패드

들 중 다섯 개 이상의 적어도 한 행을 가지며, 각각의 중앙 영역은 개별적인 제 1 및 제 2 에지 사이의 거리의

중간 삼분의 일만큼 연장하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 26 

마이크로전자 어셈블리로서,

기판으로서:

각각 상단 및 하단 대항면을 가지는 제 1 및 제 2 유전체 소자로서, 각각의 면은 제 1 및 제 2 횡방향

으로 연장하고, 상기 유전체 소자는 상기 제 1 또는 제 2 횡방향들 중 적어도 하나에서 서로로부터 이격되고,

상기 기판의 제 1 면은 양자의 유전체 소자들의 상단면들을 포함하고, 상기 기판의 제 2 면은 양자의 유전체 소

자들의 하단면들을 포함하는, 제 1 및 제 2 유전체 소자;

상기 제 1 및 제 2 유전체 소자의 인접한 대항 에지들 사이의 개방된 영역에 의하여 정의되는 제 1 개

구로서, 상기 인접한 대항 에지는 각각 상기 제 1 방향으로 연장하는 제 1 치수를 가지고, 상기 제 1 개구는 제

1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가지는, 제 1 개구; 및

상기 제 2 유전체 소자에 의하여 밀봉되는 제 2 개구를 포함하는, 기판;

상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 하나와 정렬되며 상기 전면에 있는 본드 패드, 상

기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는, 제 1 마이크로전자 소

자;

제 2 마이크로전자 소자로서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 상기 제 1 마이크로전자

소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 다른 하나와 정렬되며 상기 제 2 마이크로

전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자; 및

상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속되는 복수 개

의 단자로서, 상기 단자들은 상기 마이크로전자 어셈블리를 상기 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접

속시키도록 구성되는, 단자들을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 27 

제 26 항에 있어서,

상기 제 2 개구는 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의

제 2 치수를 가지는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 28 
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제 26 항에 있어서,

상기 제 2 개구는 상기 제 2 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향에서의

제 2 치수를 가지는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 29 

제 26 항에 있어서,

상기  기판은  상기  제  1  및  제  2  유전체  소자의  인접한  대항  에지  사이에서  연장하는  유전체  영역을  더

포함하고, 상기 기판의 제 1 면은 상기 유전체 영역의 상단면을 포함하고, 상기 제 2 면은 상기 유전체 영역의

하단면을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 30 

제 26 항에 있어서,

상기 유전체 영역은 상기 유전체 소자보다 기판의 평면 내의 더 높은 영계수를 가지는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 31 

제 26 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬되고, 상기 제 2 마이크로

전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 2 개구와 정렬되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 32 

제 31 항에 있어서,

상기 단자들은 개별적인 제 1 및 제 2 유전체 소자의 하단면에서 노출되는 제 1 및 제 2 단자를 포함하고, 상기

제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 1 및 제 2 단자에 전기적으로 접속되는, 마이

크로전자 어셈블리.

청구항 33 

제 26 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 2 개구와 정렬되고, 상기 제 2 마이크로

전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 34 

마이크로전자 어셈블리로서,

각각 제 1 및 제 2 횡방향으로 연장하는 제 1 및 제 2 대항면을 가지는 기판으로서, 상기 기판은 상기 제 1 또

는 제 2 횡방향들 중 적어도 하나에서 서로로부터 이격되는 제 1 및 제 2 유전체 소자를 가지는, 기판;

상기 제 1 면에 대향하는 제 1 면 및 상기 전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전

면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로전자 소자;

상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면에 대향하고 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면,

및 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 2 마이크로전자 소자; 및

상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속된 복수 개의

단자들로서, 상기 단자들은 상기 마이크로전자 어셈블리를 상기 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접

속시키도록 구성되는, 단자들을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 35 

제 34 항에 있어서,

상기 마이크로전자 소자 중 적어도 하나는 상기 제 1 및 제 2 유전체 소자들 각각의 상단면에 적어도 부분적으
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로 상재하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 36 

제 34 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지는 제 1 에지이고 상기 제 1 마이크로전자 소자는 그것으로부터 반대인 제

2 에지를 가지며, 상기 제 2 마이크로전자 소자는 제 1 및 제 2 대항 에지를 가지고, 각각의 마이크로전자 소자

는 그것의 전면의 중앙 영역 내에서 상기 제 1 방향으로 연장하는 본드 패드들 중 다섯 개 이상의 적어도 한 행

을 가지고, 각각의 중앙 영역은 개별적인 제 1 및 제 2 에지 사이의 거리의 중간 삼분의 일만큼 연장하는, 마이

크로전자 어셈블리.

청구항 37 

마이크로전자 어셈블리로서,

기판으로서:

각각 상단 및 하단 대항면을 가지는 제 1, 제 2, 및 제 3 유전체 소자로서, 각각의 면은 제 1 및 제 2

횡방향으로 연장하고, 상기 유전체 소자는 상기 제 1 또는 제 2 횡방향들 중 적어도 하나에서 서로로부터 이격

되고, 상기 기판의 제 1 면은 상기 제 1, 제 2, 제 3 유전체 소자들의 상단면들을 포함하고, 상기 기판의 제 2

면은 상기 제 1, 제 2, 제 3 유전체 소자들의 하단면들을 포함하는, 제 1, 제 2, 제 3 유전체 소자;

상기 제 1 및 제 2 유전체 소자의 인접한 대항 에지들 사이의 개방된 영역에 의하여 정의되는 제 1 개

구로서, 상기 인접한 대항 에지는 각각 상기 제 1 방향으로 연장하는 제 1 치수를 가지고, 상기 제 1 개구는 제

1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가지는, 제 1 개구; 및

상기  제  2  및  제  3  유전체  소자의  인접하는  대항  에지들  사이의  개방된  영역에  정의되는  제  2

개구로서, 상기 인접하는 대항 에지들은 각각 상기 제 1 방향으로 연장하는 제 1 치수를 가지고, 상기 제 1 개

구는 상기 제 1 치수보다 더 작은 상기 제 2 방향의 제 2 치수를 가지는, 제 2 개구를 가지는, 기판;

상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 하나와 정렬되며 상기 전면에 있는 본드 패드, 상

기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는, 제 1 마이크로전자 소

자;

제 2 마이크로전자 소자로서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 상기 제 1 마이크로전자

소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 다른 하나와 정렬되며 상기 제 2 마이크로

전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자; 및

상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속되는 복수 개

의 단자로서, 상기 단자들은 상기 마이크로전자 어셈블리를 상기 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접

속시키도록 구성되는, 단자들을 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 38 

제 37 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬되고, 상기 제 2 마이크로

전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 2 개구와 정렬되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 39 

제 38 항에 있어서,

상기  제  1  마이크로전자  소자는  상기  제  1  및  제  2  유전체  소자들  각각의  상단면에  적어도  부분적으로

상재하고, 상기 제 2 마이크로전자 소자는 상기 제 2 및 제 3 유전체 소자들 각각의 상단면에 적어도 부분적으

로 상재하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 40 

제 37 항에 있어서,
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상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 2 개구와 정렬되고, 상기 제 2 마이크로

전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 41 

제 37 항에 있어서,

상기 단자들은 상기 개별적인 제 1, 제 2, 및 제 3 유전체 소자의 하단면에서 노출되는 제 1, 제 2, 및 제 3 단

자를 포함하고, 상기 마이크로전자 소자들 중 적어도 하나의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 1, 제 2,

및 제 3 단자 중 두 개 이상과 전기적으로 접속되는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 42 

제 41 항에 있어서,

상기 제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 1 및 제 2 단자에 전기적으로 접속되는,

마이크로전자 어셈블리.

청구항 43 

제 42 항에 있어서,

상기 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 2 및 제 3 단자에 전기적으로 접속되는,

마이크로전자 어셈블리.

청구항 44 

제 37 항에 있어서,

상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 상기 제 2 방향에서 연장하는 주변 에지 및 상기 주변 에지

및 상기 개구들 중 하나 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영역을 가지며,

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고

적어도 하나의 단자를 통과하는 직선이 상기 개구들 중 적어도 하나를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는,

마이크로전자 어셈블리.

청구항 45 

제 44 항에 있어서,

상기 주변 영역은 제 1 주변 영역이고, 상기 개구들 중 하나는 제 1 개구이며, 및 상기 단자들 중 적어도 하나

는 제 1 단자이고,

상기 기판은 상기 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가지고, 그리고

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고

제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 2 단자인, 마

이크로전자 어셈블리.

청구항 46 

제 45 항에 있어서,

상기 제 2 유전체 소자는 상기 제 1 및 제 2 주변 영역들 모두의 일부를 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 47 

제 45 항에 있어서,

상기 제 1 유전체 소자는 상기 제 1 주변 영역의 일부를 포함하고, 상기 제 3 유전체 소자는 상기 제 2 주변 영

역의 일부를 포함하는, 마이크로전자 어셈블리.

청구항 48 
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제 1 항, 제 16 항, 제 19 항, 제 22 항, 제 26 항, 및 제 37 항 중 임의의 하나에 따르는 마이크로전자 어셈블

리 및 상기 마이크로전자 어셈블리에 전기적으로 접속된 하나 이상의 다른 전자 컴포넌트를 포함하는, 시스템.

청구항 49 

제 48 항에 있어서,

하우징을 더 포함하고,

상기 마이크로전자 어셈블리 및 상기 다른 전자 컴포넌트는 상기 하우징에 실장되는, 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

관련 출원들에 대한 상호 참조[0001]

본 출원은 2013 년 1 월 15 일에 출원된 미국 특허 출원 번호 제 13/741,890 호의 계속 출원인데, 이것은 2012[0002]

년 8 월 2 일에 출원된 미국 특허 출원 번호 제 13/565,613 호의 계속 출원이고, 이것은 2011 년 11 월 29 일에

출원된 미국 특허 출원 번호 제 13/306,300 호의 부분 계속 출원이며, 이것은 2011 년 4 월 21 일에 출원된 미

국 가특허 출원 번호 제 61/477,877 호의 출원일에 대한 우선권을 주장하고, 이들의 개시 내용은 본 명세서에서

원용에 의해 본 명세서에 포함된다.  후속하는 공통적으로-소유되는 출원들이 본 명세서에서 원용에 의해 본 명

세서에 포함된다: 모두 2011 년 4 월 21 일에 출원된 미국 가특허 출원 번호 제 61/477,820 호, 제 61/477,883

호, 및 제 61/477,967 호.

발명의 배경[0003]

본 발명은 페이스다운 지향에서의 적층된 반도체 칩을 포함하는 마이크로전자 어셈블리, 및 이의 제조 방법에[0004]

직결된다.

배 경 기 술

반도체 칩은 제조 도중에 그리고 그 칩의 회로 보드 또는 다른 회로 패널과 같은 외부 기판 상에의 실장 도중에[0005]

그 칩의 핸들링을 용이하게 하는 패키지 내에 공통적으로 제공된다.  예를 들어, 많은 반도체 칩이 표면 실장을

위하여 적합한 패키지 내에 제공된다.  이러한 일반적 타입의 다수의 패키지가 다양한 애플리케이션에 대하여

제안되어 왔다.  거의 공통적으로, 이러한 패키지는, 유전체 상에 도금되거나 에칭된 금속성 구조로서 형성된

단자를 가지는 "칩 캐리어"라고 공통적으로 불리는 기판을 포함한다.  이러한 단자는 칩 캐리어 자체를 따라서

연장하는 박막 트레이스와 같은 피쳐에 의하여 그리고 칩의 콘택과 단자 또는 트레이스 사이에서 연장하는 미세

리드 또는 와이어에 의하여 칩 자체의 콘택에 접속된다.  표면 실장 동작에서, 패키지는, 패키지 상의 각각의

단자가 회로 보드 상의 대응하는 콘택 패드와 정렬되도록 회로 보드 상에 배치된다.  솔더 또는 다른 본딩 물질

은 단자와 콘택 패드 사이에 제공된다.  패키지는 솔더를 용해시키거나 "리플로우(reflow)" 시키기 위하여 또는

그렇지  않으면  본딩  물질을  활성화시키기  위하여  어셈블리를  가열함으로써  제자리에  영구적으로  본딩될  수

있다.

많은 패키지는, 통상적으로 직경에 있어서 약 0.1 mm 및 약 0.8 mm(5 및 30 mils)이며 패키지의 단자에 부착된[0006]

솔더 볼의 형태를 가지는 솔더 매쓰를 포함한다.  자신의 하단면으로부터 돌출하는 솔더 볼의 어레이를 가지는

패키지는 공통적으로 볼 그리드 어레이 또는 "BGA" 패키지라고 지칭된다.  랜드 그리드 어레이 또는 "LGA" 패키

지라고 지칭되는 다른 패키지는 솔더로부터 형성된 박막층 또는 랜드에 의하여 기판에 고정된다.  이러한 타입

의 패키지는 매우 콤팩트할 수 있다.  공통적으로 "칩 스케일 패키지"라고 불리는 어떤 패키지는 그 패키지 내

에 내장된 디바이스의 면적과 같거나 또는 다소 큰 회로 보드의 면적을 점유한다.  이것이 어셈블리의 전체 사

이즈를 감소시킨다는 점 및 기판 상의 다양한 디바이스들 사이에 짧은 상호접속을 사용하도록 허용한다는 점에

있어서 이것은 유리한데, 이것은 차례대로 디바이스들 사이의 신호 전파 시간을 한정하고 따라서 고속에서의 어

셈블리의 동작을 용이하게 한다.

회로  패널의  평면에  수직인,  낮은  전체  높이  또는  치수를  제공하는  칩  패키지를  생산하는  것도  역시[0007]

바람직하다.  이러한 박막 마이크로전자 패키지는 그 내부에 탑재된 패키지를 가지는 회로 패널이 이웃하는 구

조에 매우 근접하게 배치하도록 하며, 따라서 그 회로 패널을 통합하는 제품의 전체 사이즈를 감소시킨다.  다
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양한 제안이 복수의 칩을 단일 패키지 또는 모듈 내에 제공하기 위하여 발전되어 왔다.  종래의 "멀티-칩 모

듈"에서는, 칩들이 단일 패키지 기판 상에 나란히 탑재되는데, 이것은 이제 회로 패널에 탑재될 수 있다.  이러

한 접근법은 칩들에 의하여 점유되는, 회로 패널의 집합 면적에서의 감소가 제한적이 되도록 할 뿐이다.  집합

면적은 모듈 내의 개개의 칩들의 전체 면 면적보다 여전히 더 크다.

복수의 칩을 "적층" 배치구성, 즉, 복수의 칩들이 서로의 상부에 배치되는 배치구성 내에 패키징하는 것도 역시[0008]

제안되어 왔다.  적층된 배치구성에서는, 여러 칩들이 칩의 전체 면적보다 더 적은, 회로 패널의 면적 내에 탑

재될 수 있다.  몇몇 적층된 칩 배치구성은, 예를 들어, 앞서 언급된 미국 특허 번호 제 5,679,977  호; 제

5,148,265 호; 및 미국 특허 번호 제 5,347,159 호의 특정 실시예들에서 개시되는데, 이들의 개시물은 원용에

의해 본 명세서에 포함된다.  역시 원용에 의해 본 명세서에 포함되는 미국 특허 번호 제 4,941,033 호는 칩들

이 그 칩들과 연관된 "와이어링 필름(wiring film") 상의 도체부에 의하여 서로의 상부에 적층되고 서로 상호접

속되는 배치구성을 개시한다.

당업계에서의 이러한 노력에도 불구하고, 실질적으로 칩의 중앙 영역 내에 위치된 콘택을 가지는 칩에 대한 멀[0009]

티-칩 패키지의 경우에 대해 더 나아간 진보가 이루어지는 것이 바람직할 것이다.  어떤 반도체 칩, 예컨대 몇

몇 메모리 칩은 칩의 중앙 축에 실질적으로 나란하게 하나 또는 두 개의 행 내에 위치된 콘택을 가지고 공통적

으로 제작된다.

발명의 내용

과제의 해결 수단

발명의 개요[0010]

본 발명의 일 양태에 따르면, 마이크로전자 어셈블리는 각각 제 1 및 제 2 횡방향으로 연장하는 제 1 및 제 2[0011]

대항면, 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장하는 주변 에지, 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서

연장하는 제 1 및 제 2 개구, 및 상기 주변 에지 및 개구들 중 하나 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영

역을 포함하는 기판을 포함할 수 있다.  개구들 각각은 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1

치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 개구와 정렬되는 상기 전면에 있는 본드[0012]

패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로

전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향

하고 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 2 개구와 정렬되고 상기 제 2 마이크

로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 2 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기[0013]

적으로 접속된 복수 개의 단자들을 더 포함할 수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리를 어셈블리 외부의 적

어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구성될 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로

상기 주변 영역 내에 배치되어 제 1 방향으로 연장하고 상기 적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 개구들

중 적어도 하나를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.

일 예에서, 주변 에지는 제 1 주변 에지일 수 있고, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역일 수 있으며, 상기 단자[0014]

들 중 적어도 하나는 제 1 단자일 수 있다.  기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장

하는 제 1 주변 에지에 반대인 제 2 주변 에지를 가질 수 있다.  기판은 제 2 주변 에지 및 상기 개구들 중 하

나 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도

부분적으로 상기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상

기 개구들 중 적어도 하나를 통과하여 또는 그 위로 지나도록 하는 제 2 단자일 수 있다.

특정 실시예에서, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역일 수 있고, 상기 개구들 중 하나는 제 1 개구일 수 있으며,[0015]

및 상기 단자들 중 적어도 하나는 제 1 단자일 수 있다.  상기 기판은 상기 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서

연장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도 부분적으로

제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를

통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 2 단자일 수 있다.

예시적인 실시예에서, 상기 주변 에지는 제 1 주변 에지일 수 있고, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에[0016]

공개특허 10-2015-0040998

- 13 -



서 그리고 제 2 방향으로 연장하는, 제 1 주변 에지와 반대인 제 2 주변 에지를 가질 수 있으며, 그리고 상기

기판은 상기 제 2 주변 에지 및 개별적인 제 1 및 제 2 개구 사이에서 연장하는 제 2 면의 제 3 및 제 4 주변

영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역 내에 배치되어, 상기

제 1 방향으로 연장하고 제 3 단자를 통과하는 직선이 상기 제 1 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하

는 상기 제 3 단자일 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도 부분적으로 제 4 주변 영역 내에 배치되

어, 상기 제 1 방향으로 연장하고 제 4 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나

가도록 하는 상기 제 4 단자일 수 있다.

일 실시예에서, 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 기판의 도전성 소자에 전기적으로 접[0017]

속될 수 있다.  특정 실시형태에서, 제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드는 제 1 개구와 정렬되는 부분을 가지

는 제 1 리드에 의하여 도전성 소자에 전기적으로 접속될 수 있고, 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드는 제 2

개구와 정렬되는 부분을 가지는 제 2 리드에 의하여 도전성 소자에 전기적으로 접속될 수도 있다.  일 예에서,

제 1 리드는 제 1 개구를 통하여 연장하지 않을 수도 있고, 또는 제 2 리드는 제 2 개구를 통하여 연장하지 않

을 수도 있다.  특정 실시형태에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 제 1 개구를 통해서 연장

하는 제 1 와이어 본드에 의하여 상기 도전성 소자에 전기적으로 접속될 수 있고, 상기 제 2 마이크로전자 소자

의 본드 패드는 상기 제 2 개구를 통해서 연장하는 제 2 와이어 본드에 의하여 상기 도전성 소자에 전기적으로

접속될 수 있다.  일 실시예에서, 상기 제 1 와이어 본드는 오직 제 1 개구를 통해서만 연장할 수도 있고, 상기

제 2 와이어 본드는 오직 제 2 개구만을 통해서만 연장할 수도 있다.

특정한 예에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지는 제 1 에지일 수 있고 상기 제 1 마이크로전자 소자는 그[0018]

것으로부터 반대인 제 2 에지를 가질 수 있다.  제 2 마이크로전자 소자는 제 1 및 제 2 대항 에지를 가질 수

있다.  각각의 마이크로전자 소자는 그것의 전면의 중앙 영역 내에서 상기 제 1 방향으로 연장하는 본드 패드들

중 다섯 개 이상의 적어도 한 행을 가질 수 있다.  각각의 중앙 영역은 개별적인 제 1 및 제 2 에지 사이의 거

리의 중간 삼분의 일만큼 연장할 수 있다.  일 실시예에서, 각각의 마이크로전자 소자는 더 많은 개수의 능동

디바이스를 구현하여 임의의 다른 기능보다 메모리 스토리지 어레이 기능을 제공할 수 있다.  예시적인 실시예

에서,  상기  제  1  마이크로전자  소자는  상기  에지  및  그것의  전면  및  후면  사이에서  연장하는  반대  에지

(opposite edge) 사이의 폭을 가질 수 있고, 상기 제 2 마이크로전자 소자는 그것의 전면 및 후면 사이에서 각

각 연장하는 대항 에지들(opposed edges) 사이의 폭을 가질 수 있다.  상기 제 1 마이크로전자 소자의 폭은 상

기 제 1 개구의 제 2 치수보다 더 클 수 있고, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 폭은 상기 제 2 개구의 제 2 치

수보다 더 클 수 있다.

일 실시예에서, 상기 제 1 및 제 2 개구 중 하나는 상기 제 1 및 제 2 개구 중 다른 하나보다 상기 주변 에지에[0019]

더 근접한 위치로 연장할 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하

는 제 3 및 제 4 개구를 가질 수 있고, 상기 제 3 및 제 4 개구 각각은 상기 제 2 방향으로 연장하는 길쭉한 제

1 치수, 및 상기 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.  상기 마이크로전자 어셈

블리는 각각 상기 기판의 제 1 면에 대향하는 전면을 가지는 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자를 더 포함할 수

있고, 상기 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자는 각각 개별적인 제 3 또는 제 4 개구와 정렬되고 그것의 전면에

있는 본드 패드를 가진다.  상기 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자의 본드 패드는 상기 기판의 도전성 소자에 전

기적으로 접속될 수 있다.  일 예에서, 상기 기판은 상기 주변 영역에서 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하는 개

구부(aperture)를 더 포함할 수 있다.  상기 개구부는 그것을 통과하는 봉합재 또는 언더필 재료의 흐름을 수납

하도록 구성될 수 있다.

본 발명의 다른 양태에 따르면, 마이크로전자 어셈블리는, 각각 제 1 및 제 2 횡방향(transverse direction)으[0020]

로 연장하는 제 1 및 제 2 대항면, 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 2 방향으로 연장하는 주변 에지, 상기

제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하는 제 1 및 제 2 개구로서, 상기 제 1 개구는 상기 제 2 개구 및 주변 에지 사

이에 위치되는, 제 1 및 제 2 개구, 및 상기 주변 에지 및 제 1 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변

영역을 포함하는 기판을 포함할 수 있다.  상기 제 1 개구는 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및

제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.  상기 제 2 개구는 상기 제 2 방향에서 연

장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 개구와 정렬되는 상기 전면에 있는 본드[0021]

패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로

전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향

하고 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 2 개구와 정렬되고 상기 제 2 마이크
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로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 2 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기[0022]

적으로 접속된 복수 개의 단자들을 더 포함할 수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리를 어셈블리 외부의 적

어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구성될 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로

상기 주변 영역 내에 배치되어 제 1 방향으로 연장하고 상기 적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 제 1 개

구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.

일 예에서, 주변 에지는 제 1 주변 에지일 수 있고, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역일 수 있으며, 상기 단자[0023]

들 중 적어도 하나는 제 1 단자일 수 있다.  상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로

연장하는 제 2 주변 에지를 가질 수 있고, 그리고 상기 기판은 제 2 주변 에지 및 상기 제 2 개구 사이에서 연

장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도 부분적으로 상

기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구

를 통과하여 또는 그 위로 지나도록 하는 상기 제 2 단자일 수 있다.

특정 실시예에서, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 상기 제 1 방향에서 연장하는 상기 제 2[0024]

주변 에지에 반대인 제 3 주변 에지를 가질 수 있고, 상기 기판은 상기 제 3 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서

연장하는 상기 제 2 면의 제 3 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로

제 3 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고 제 3 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를

통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 3 단자일 수 있다.

본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 마이크로전자 어셈블리는 각각 제 1 및 제 2 횡방향으로 연장하는 제 1 및[0025]

제 2 대항면, 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로 연장하는 주변 에지, 상기 제 1 및 제 2 면 사이

에서 연장하고, 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제

2 치수를 가지는 제 1 개구, 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하고, 상기 제 2 방향에서 연장하는 길쭉한 제

1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치수를 가지는 제 2 개구, 및 상기 주변 에지 및 제 2

개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영역을 포함하는 기판을 포함할 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 개구와 정렬되는 상기 전면에 있는 본드[0026]

패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로

전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향

하고 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및 상기 제 2 개구와 정렬되고 상기 제 2 마이크

로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 2 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기[0027]

적으로 접속된 복수 개의 단자들을 더 포함할 수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리를 어셈블리 외부의 적

어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구성될 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로

상기 주변 영역 내에 배치되어 제 2 방향으로 연장하고 상기 적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 제 2 개

구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.

일 예에서, 주변 에지는 제 1 주변 에지일 수 있고, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역일 수 있으며, 상기 단자[0028]

들 중 적어도 하나는 제 1 단자일 수 있다.  상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1 방향으로

연장하는 상기 제 1 주변 에지에 반대인 제 2 주변 에지를 가질 수 있고, 그리고 상기 기판은 제 2 주변 에지

및 상기 제 2 개구 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도

하나는, 적어도 부분적으로 상기 제 2 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고 제 2 단자를 통

과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나도록 하는 상기 제 2 단자일 수 있다.

특정 실시예에서, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역일 수 있고, 상기 단자들 중 적어도 하나는 제 1 단자일 수[0029]

있으며, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지는 제 1 에지일 수 있고, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이

에서 연장하고 제 2 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 방향을 가지며 상기 제 1 치수보다 더 짧은

제 2 치수를 가지는 제 3 개구를 가질 수 있다.  상기 기판은 상기 주변 에지 및 제 3 개구 사이에서 연장하는

제 2 면의 제 2 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 제 2 주변

영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 3 개구를 통과하여 또

는 그 위로 지나가도록 하는, 상기 제 2 단자일 수 있다.  상기 마이크로전자 어셈블리는, 상기 제 1 마이크로

전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 그것의 제 1 에지에 반대인 상기 제 1 마이크로전자 소자의 제 2 에지를
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넘어서 돌출하는 제 1 면, 및 상기 제 3 개구와 정렬되며 상기 제 3 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패

드를 가지는 제 3 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.

예시적인 실시예에서, 제 2 및 제 3 마이크로전자 소자의 전면은 단일 평면 내에 포지셔닝될 수 있다.  일 실시[0030]

예에서, 상기 주변 에지는 제 1 주변 에지일 수 있고, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 제 1

방향으로 연장하는, 제 1 주변 에지와 반대인 제 2 주변 에지를 가질 수 있으며, 그리고 상기 기판은 상기 제 2

주변 에지 및 개별적인 제 2 및 제 3 개구 사이에서 연장하는 제 2 면의 제 3 및 제 4 주변 영역을 가질 수 있

다.  상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방향으로 연

장하고 제 3 단자를 통과하는 직선이 상기 제 1 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 3 단자

일 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도 부분적으로 제 4 주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 2 방

향으로 연장하고 제 4 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기

제 4 단자일 수 있다.

특정 예에서, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 연장하고 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1[0031]

치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 상기 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가지는 제 4 개구를 가질 수 있다.  상기 마

이크로전자 어셈블리는 상기 제 4 개구와 정렬되며 그것의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 4 마이크로전자

소자를 더 포함할 수 있다.  일 예에서, 상기 제 2, 제 3, 및 제 4 마이크로전자 소자는 각각 제 1 및 제 2 대

항 에지를 가질 수 있다.  각각의 마이크로전자 소자는 그것의 전면의 중앙 영역 내에서 그것의 상기 제 1 및

제 2 에지에 평행한 방향으로 연장하는 본드 패드들 중 다섯 개 이상의 적어도 한 행을 가질 수 있다.  각각의

중앙 영역은 개별적인 제 1 및 제 2 에지 사이의 거리의 중간 삼분의 일만큼 연장할 수 있다.

본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 마이크로전자 어셈블리는 각각 상단 및 하단 대항면을 가지는 제 1 및 제 2[0032]

유전체 소자를 가지는 기판을 포함할 수 있다.  각각의 표면은 제 1 및 제 2 횡방향(transverse direction)으로

연장할 수 있다.  상기 유전체 소자들은 상기 제 1 또는 제 2 횡방향들 중 적어도 하나에서 서로로부터 이격될

수 있다.  상기 기판의 제 1 면은 양자의 유전체 소자들의 상단면들을 포함할 수 있다.  상기 기판의 제 2 면은

양자의 유전체 소자들의 하단면들을 포함할 수 있다.  상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 유전체 소자의 인접한 대

항 에지들 사이의 개방된 영역에 의하여 정의되는 제 1 개구를 가질 수 있고, 상기 인접한 대항 에지는 각각 상

기 제 1 방향으로 연장하는 제 1 치수를 가지며, 상기 제 1 개구는 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제

2 치수를 가지고, 제 2 개구는 상기 제 2 유전체 소자에 의하여 밀봉된다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 하나와 정렬되며 상기[0033]

전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지

는, 제 1 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 제 2 마이크로전자 소자로서, 상

기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는

전면, 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 다른 하나와 정렬되며 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드

패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 상기 제 2 면에서 노

출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속된 복수 개의 단자들을 더 포함할

수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구

성될 수 있다.

특정 실시예에서, 상기 제 2 개구는 상기 제 1 방향에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은[0034]

제 2 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.  일 예에서, 상기 제 2 개구는 상기 제 2 방향에서 연장하는 길쭉

한 제 1 치수 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.  예시적인 실시예에서, 상

기 제 1 및 제 2 유전체 소자의 인접한 대항 에지 사이에서 연장하는 유전체 영역을 더 포함할 수 있다.  상기

기판의 제 1 면은 상기 유전체 영역의 상단면을 포함할 수 있다.  상기 제 2 면은 상기 유전체 영역의 하단면을

포함할 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 상기 유전체 영역은 상기 유전체 소자보다 기판의 평면 내의 더 높은

영계수를 가질 수 있다.

일 실시예에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬될 수 있[0035]

고, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 2 개구와 정렬될 수 있다.  특정 실시예

에서, 상기 단자들은 개별적인 제 1 및 제 2 유전체 소자의 하단면에서 노출되는 제 1 및 제 2 단자를 포함할

수 있다.  상기 제 1 마이크로전자 소자의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 1 및 제 2 단자에 전기적으로

접속될 수 있다.  일 예에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 2 개구와

정렬될 수 있다.  상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬될 수 있다.
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본 발명의 다른 양태에 따르면, 마이크로전자 어셈블리는 각각 제 1 및 제 2 횡방향으로 연장하는 제 1 및 제 2[0036]

대항면을 가지는 기판을 포함할 수 있다.  상기 기판은 상기 제 1 또는 제 2 횡방향들 중 적어도 하나에서 서로

로부터 이격되는 제 1 및 제 2 유전체 소자를 가질 수 있다.  상기 마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 면에 대

향하는 제 1 면 및 상기 전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에

서 연장하는 에지를 가지는 제 1 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.  상기 마이크로전자 어셈블리는 상기

제 1 마이크로전자 소자의 후면에 대향하고 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는 전면, 및

상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드를 가지는 제 2 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 2 면에서 노출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기

적으로 접속된 복수 개의 단자들을 더 포함할 수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리를 어셈블리 외부의 적

어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구성될 수 있다.

일 예에서, 상기 마이크로전자 소자 중 적어도 하나는 상기 제 1 및 제 2 유전체 소자들 각각의 상단면에 적어[0037]

도 부분적으로 상재할 수 있다.  예시적인 실시예에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지는 제 1 에지일 수

있고 상기 제 1 마이크로전자 소자는 그것으로부터 반대인 제 2 에지를 가질 수 있다.  제 2 마이크로전자 소자

는 제 1 및 제 2 대항 에지를 가질 수 있다.  각각의 마이크로전자 소자는 그것의 전면의 중앙 영역 내에서 상

기 제 1 방향으로 연장하는 본드 패드들 중 다섯 개 이상의 적어도 한 행을 가질 수 있다.  각각의 중앙 영역은

개별적인 제 1 및 제 2 에지 사이의 거리의 중간 삼분의 일만큼 연장할 수 있다.

본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 마이크로전자 어셈블리는 각각 상단 및 하단 대항면을 가지는 제 1, 제 2,[0038]

및 제 3  유전체 소자를 가지는 기판을 포함할 수 있다.   각각의 표면은 제 1  및  제 2  횡방향(transverse

direction)으로 연장할 수 있다.  상기 유전체 소자들은 상기 제 1 또는 제 2 횡방향들 중 적어도 하나에서 서

로로부터 이격될 수 있다.  상기 기판의 제 1 면은 상기 제 1, 제 2, 제 3 유전체 소자들의 상단면들을 포함할

수 있다.  상기 기판의 제 2 면은 상기 제 1, 제 2, 제 3 유전체 소자들의 하단면들을 포함할 수 있다.  기판은

상기 제 1 및 제 2 유전체 소자의 인접한 대항 에지들 사이의 개방된 영역에 의하여 정의되는 제 1 개구를 더

가질 수 있다.  상기 인접한 대항 에지는 각각 상기 제 1 방향으로 연장하는 제 1 치수를 가질 수 있다.  상기

제 1 개구는 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.  상기 기판은 상기 제 2 및 제

3 유전체 소자의 인접하는 대항 에지들 사이의 개방된 영역에 정의되는 제 2 개구를 더 가질 수 있다.  상기 인

접한 대항 에지는 각각 상기 제 1 방향으로 연장하는 제 1 치수를 가질 수 있다.  상기 제 1 개구는 제 1 치수

보다 더 짧은 제 2 방향에서의 제 2 치수를 가질 수 있다.

마이크로전자 어셈블리는 상기 제 1 면에 대향하는 전면 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 하나와 정렬되며 상기[0039]

전면에 있는 본드 패드, 상기 전면으로부터 반대인 후면, 및 상기 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지를 가지

는, 제 1 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 제 2 마이크로전자 소자로서, 상

기 제 1 마이크로전자 소자의 후면을 향하여 대향하고 상기 제 1 마이크로전자 소자의 에지를 넘어서 돌출하는

전면, 및 상기 제 1 및 제 2 개구 중 다른 하나와 정렬되며 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드

패드를 가지는, 제 2 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.  마이크로전자 어셈블리는 상기 제 2 면에서 노

출되고 상기 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드와 전기적으로 접속된 복수 개의 단자들을 더 포함할

수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구

성될 수 있다.

일 실시예에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정렬될 수 있[0040]

고, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 2 개구와 정렬될 수 있다.  특정한 예에

서, 상기 제 1 마이크로전자 소자는 상기 제 1 및 제 2 유전체 소자들 각각의 상단면에 적어도 부분적으로 상재

할 수 있고, 상기 제 2 마이크로전자 소자는 상기 제 2 및 제 3 유전체 소자들 각각의 상단면에 적어도 부분적

으로 상재할 수 있다.  예시적인 실시예에서, 상기 제 1 마이크로전자 소자의 전면에 있는 상기 본드 패드는 상

기 제 2 개구와 정렬될 수 있고, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드는 상기 제 1 개구와 정

렬될 수 있다.

특정 실시예에서, 상기 단자들은 상기 개별적인 제 1, 제 2, 및 제 3 유전체 소자의 하단면에서 노출되는 제 1,[0041]

제 2, 및 제 3 단자를 포함할 수 있다.  상기 마이크로전자 소자들 중 적어도 하나의 본드 패드들 중 적어도 일

부는 상기 제 1, 제 2, 및 제 3 단자 중 두 개 이상과 전기적으로 접속될 수 있다.  일 예에서, 상기 제 1 마이

크로전자 소자의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 1 및 제 2 단자에 전기적으로 접속될 수 있다.  하나의

특정한 예에서, 상기 제 2 마이크로전자 소자의 본드 패드들 중 적어도 일부는 상기 제 2 및 제 3 단자에 전기
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적으로 접속될 수 있다.

예시적인 실시예에서, 상기 기판은 상기 제 1 및 제 2 면 사이에서 그리고 상기 제 2 방향에서 연장하는 주변[0042]

에지 및 상기 주변 에지 및 상기 개구들 중 하나 사이에서 연장하는 상기 제 2 면의 주변 영역을 가질 수 있다.

상기 단자들 중 적어도 하나는 적어도 부분적으로 상기 주변 영역 내에 배치되어 제 1 방향으로 연장하고 상기

적어도 하나의 단자를 지나는 직선이 상기 개구들 중 적어도 하나를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수

있다.

일 예에서, 상기 주변 영역은 제 1 주변 영역일 수 있고, 상기 개구들 중 하나는 제 1 개구일 수 있으며, 및 상[0043]

기 단자들 중 적어도 하나는 제 1 단자일 수 있다.  상기 기판은 상기 주변 에지 및 제 2 개구 사이에서 연장하

는 상기 제 2 면의 제 2 주변 영역을 가질 수 있다.  상기 단자들 중 적어도 하나는, 적어도 부분적으로 제 2

주변 영역 내에 배치되어, 상기 제 1 방향으로 연장하고 제 2 단자를 통과하는 직선이 상기 제 2 개구를 통과하

여 또는 그 위로 지나가도록 하는 상기 제 2 단자일 수 있다.  특정 실시예에서, 상기 제 2 유전체 소자는 상기

제 1 및 제 2 주변 영역들 모두의 일부를 포함할 수 있다.  일 실시예에서, 상기 제 1 유전체 소자는 상기 제 1

주변 영역의 일부를 포함할 수 있고, 상기 제 3 유전체 소자는 상기 제 2 주변 영역의 일부를 포함할 수 있다.

하나의 특정한 예에서, 시스템은 위에서 설명된 바와 같은 마이크로전자 어셈블리 및 마이크로전자 어셈블리에[0044]

전기적으로 접속된 하나 이상의 다른 전자 컴포넌트를 포함할 수 있다.  일 예에서, 시스템은 하우징을 더 포함

할 수 있고, 마이크로전자 어셈블리 및 다른 전자 컴포넌트는 하우징에 마운팅된다.

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명의 일 실시예의 상단 평면도이다.[0045]

도 1a 는 도 1 의 컴포넌트의 하단 평면도이다.

도 1b 는 도 1 의 실시예에서의 마이크로전자 소자의 하단 평면도이다.

도 1c 는 도 1 의 실시예에서의 다른 마이크로전자 소자의 하단 평면도이다.

도 2b 는 2A-2A를 따라 취해진, 도 1 의 단면이다.

도 2b 는 선분 2B-2B를 따라 취해진, 도 1 의 단면이다.

도 3 은 도 1 에 도시되는 실시예의 하단 뷰이다.

도 3a 는 본 발명의 대안적 실시예의 단면도이다.

도 3b 는 도 3a 에 도시되는 실시예의 하나의 가능한 하단 뷰이다.

도 3b 는 두 개의 유전체 소자를 가지는, 도 3a 의 실시예의 다른 가능한 하단 뷰이다.

도 3d 는 세 개의 유전체 소자를 가지는, 도 3a 의 실시예의 또 다른 가능한 하단 뷰이다.

도 3e 내지 도 3g 는 도 3d 의 실시예의 변형들이다.

도 3h 는 도 3d 에 도시되는 복수 개의 마이크로전자 어셈블리의인-프로세스 어셈블리이다.

도 3i 는 도 3a 의 실시예의 변형의 단면이다.

도 3j 는 도 3i 에 도시되는 실시예의 하나의 가능한 하단 뷰이다.

도 3k 는 복수 개의 유전체 소자를 가지는, 도 3i 의 실시예의 다른 가능한 하단 뷰이다.

도 4 는 본 발명의 대안적 실시예의 상단 평면도이다.

도 5b 는 선분 5A-5A를 따라 취해진, 도 4 의 단면이다.

도 5b 는 선분 5B-5B를 따라 취해진, 도 4 의 단면이다.

도 5c 는 선분 5C-5C를 따라 취해진, 도 4 의 단면이다.

도 6 은 도 4 의 하단 뷰이다.

도 7 은 본 발명의 대안적 실시예의 평면도이다.
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도 8a 는 선분 8A-8A를 따라 취해진, 도 7 의 단면이다.

도 8b 는 선분 8B-8B를 따라 취해진, 도 7 의 단면이다.

도 8c 는 선분 8C-8C를 따라 취해진, 도 7 의 단면이다.

도 8d 는 선분 8D-8D를 따라 취해진, 도 7 의 단면이다.

도 9 는 도 7 의 하단 뷰이다.

도 9a 는 본 발명의 대안적 실시예의 평면도이다.

도 10 은 본 발명의 대안적 실시예의 평면도이다.

도 11a 는 선분 10A-10A를 따라 취해진, 도 10 의 단면이다.

도 11b 는 선분 11B-11B를 따라 취해진, 도 10 의 단면이다.

도 11c 는 선분 11C-11C를 따라 취해진, 도 10 의 단면이다.

도 11d 는 선분 11D-11D를 따라 취해진, 도 10 의 단면이다.

도 12 는 도 10 의 하단 뷰이다.

도 13 은 본 발명의 대안적 실시예의 평면도이다.

도 14 는 본 발명의 대안적 실시예의 상단 평면도이다.

도 15 는 선분 15-15를 따라 취해진, 도 14 의 단면도이다.

도 16 은 본 발명의 대안적 실시예의 상단 평면도이다.

도 17a 는 선분 17A-17A를 따라 취해진, 도 16 의 단면이다.

도 17b 는 선분 17B-17B를 따라 취해진, 도 16 의 단면이다.

도 18 은 본 발명의 일 실시예에 따르는 시스템의 개략적인 묘사이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

도 1 내지 도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따르는 마이크로전자 패키지 또는 마이크로전자 어셈블리(100)의 상[0046]

이한 뷰를 도시한다.  도 1 을 참조하면, 마이크로전자 어셈블리(100)는 기판(102)에 상재하는 두 개의 마이크

로전자 소자를 포함한다.  마이크로전자 소자는 페이스-다운 포지션에서 적층됨으로써, 제 2 마이크로전자 소자

(153)의 적어도 일부가 제 1 마이크로전자 소자(136)의 후면(138)(도 2a)에 상재하게 한다.

제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(136, 153)는 기판(102) 상에 포지셔닝됨으로써, 제 1 마이크로전자 소자(136)[0047]

의 외부 에지(즉, 제 1, 제 2, 제 3, 제 4 에지(144, 145, 146, 147) 및 제 2 마이크로전자 소자(153)의 외부

에지(즉, 제 1, 제 2, 제 3, 제 4 에지(161, 162, 163, 164)가 기판(102)의 제 1 표면(104) 상에 포지셔닝되고

기판(102)의 주변 에지 너머로 연장하지 않도록 할 수도 있다.

특정한 실시예에서, 기판은 다양한 구성 타입의 유전체 소자, 예컨대 고분자 물질 또는 세라믹 또는 유리와 같[0048]

은 무기질 물질로 이루어진 유전체 소자일 수 있는데, 기판은 그 위에 도전성 소자, 예컨대 단자 및 리드, 예를

들어, 트레이스, 기판 콘택, 또는 단자와 전기적으로 접속된 다른 도전성 소자를 가진다.  다른 예에서, 기판은

본질적으로 실리콘과 같은 반도체 물질로 이루어질 수 있으며, 또는 대안적으로는 반도체 물질의 층 및 그것의

하나 이상의 유전체 층을 포함한다.  또 다른 실시예에서, 기판은 리드를 가지는 리드 프레임일 수 있는데, 여

기에서 단자는 리드의 부분, 예컨대 리드의 단부 부분일 수 있다.

도 2a 및 도 2b 에 최적으로 도시되는 바와 같이, 기판(102)은 제 1 면(104) 및 제 1 면으로부터 반대인 제 2[0049]

면(106)을 포함하고, 제 1 및 제 2 면은 각각 제 1 및 제 2 횡방향(D1, D2)으로 연장한다.  비록 기판(102)의

두께가 애플리케이션에 따라 변동할 것이지만, 기판(102)은 거의 통상적으로 두께가 10 내지 100 마이크로미터

(마이크론) 이다.  기판(102)은 도전성 트레이스(108) 및 단자 콘택(110)과 같은 복수 개의 콘택, 콘택(109)의

제 1 세트, 및 그것의 표면에서 노출된 콘택(111)의 제 2 세트를 가질 수도 있다.  본 개시물에서 사용될 때,

전기적으로 도전성인 소자가 어떤 구조의 면에 "노출된다"라는 진술은, 그 전기적으로 도전성인 소자가 그 구조

의 외부로부터 그 면을 향하여 그 면에 수직인 방향으로 이동하는 이론적인 지점과 콘택되기 위하여 가용이다라
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는 것을 표시한다.  따라서, 어느 구조의 표면에 노출된 단자 또는 다른 도전성 소자는 이러한 표면으로부터 돌

출될 수도 있고; 이러한 표면과 같은 높이일 수도 있으며; 또는 이러한 표면에 상대적으로 리세싱되고 그 구조

내의 홀 또는 오목부를 통하여 노출될 수도 있다.

도 1a 를 참조하면, 에지의 대항된 쌍 사이에서, 기판(102)의 제 1 표면(104)은 기판(102)의 1 에지와 제 2 에[0050]

지(103, 105) 사이의 기판(102)의 폭을 분할하는 3 개의 부분을 포함할 수도 있다.  동일하거나 상이한 폭을 가

질 수도 있는 3 개의 부분은 기판(102)의 제 1 에지(103)에 인접한 제 1 외부 부분(900), 기판(102)의 제 2 에

지(105)에 인접한 제 2 외부 부분(902), 및 제 1 외부 부분과 제 2 외부 부분(900, 902) 사이의 영역을 점유하

는 중앙 부분(906)을 포함할 수도 있다.  일 실시예에서, 도전성 트레이스(108) 및 복수 개의 콘택은 기판(10

2)의 제 2 표면(106) 상의 이러한 부분 중 하나 이상에서 노출된다.  다른 실시예들에서, 도전성 트레이스(108)

및 콘택은 기판(102)의 제 1(104)  및 제 2(106)  표면 모두에서 또는 기판(102)의 내부 내에서 연장할 수도

있다.

도전성  트레이스(108)는  임의의  전기적으로  도전성인  물질로  형성될  수도  있는데,  하지만  거의  통상적으로[0051]

구리, 구리 합금, 금 또는 이러한 물질의 조합으로 형성된다.  트레이스의 두께도 애플리케이션에 따라 변동할

것인데, 하지만 통상적으로 약 5 내지 25 마이크론이다.  기판(102) 및 트레이스(108)는 동시-계류중이며, 동일

양수인에게  양도된  미국  특허  번호  제  7,462,936  호에서  개시된  것과  같은  프로세스에  의하여  제작될  수

있는데, 그 개시물은 본 명세서에 원용에 의하여 통합된다.

도 1, 도 1a, 도 2b, 및 도 3 을 참조하면, 기판(102)은 기판(102)의 제 1 면(104)과 제 2 면(106) 사이에서[0052]

연장하는 적어도 두 개의 개구부 또는 개구를 더 포함할 수도 있다.  제 1 개구(116)는 기판(102)의 중앙 부분

(906)(도 1a)에 포지셔닝되고, 단에지(118)의 쌍 및 단에지(118)의 길이보다 더 큰 길이를 가지는 장에지(120)

의 쌍을 가질 수도 있다.  제 1 개구(116)는 제 1 방향(D1)에서 연장할 수 있다.  제 2 개구(126)는 제 1 방향

(D1)에 횡단하는 제 2 방향(D2)에서 연장할 수도 있다.  이러한 실시예에서, 제 2 개구(126)가 연장하는 제 2

방향(D2)은 제 1 개구(116)가 연장하는 제 1 방향(D1)에 수직임으로써, 제 1 및 제 2 개구(116, 126)가 T 자의

형상을 형성할 수 있도록 할 수 있다.  제 1 및 제 2 개구(116, 126)가 대안적으로 함께 조인되어 하나의 연속

개구를 형성할 수도 있는 것이 이해되어야 한다.  다른 대안적인 실시예에서, 제 1 개구(116) 또는 제 2 개구

(126)는 각각 복수 개의 개구로 구성됨으로써, 제 1 개구(116)가 제 1 방향(D1)으로 연장하는 복수 개의 개구를

포함하고, 제 2 개구(126)가 제 1 방향(D1)에 횡단하는 제 2 방향(D2)에서 연장하는 복수 개의 개구를 포함하도

록 할 수도 있다.  개구가 임의의 대안적 형상 또는 디자인도 역시 가질 수 있다는 것이 또한 이해되어야 한다.

일 예에서, 제 1 개구(116)는 단치수(A2)보다 더 큰 장치수(A1)를 가질 수 있으며, 장치수(A1)는 제 1 방향(D[0053]

1)으로 연장하고, 단치수(A2)는 제 2 방향(D2)으로 연장한다.  제 2 개구(126)는 단치수(B2)보다 더 큰 장치수

(B1)를 가질 수 있는데, 장치수(B1)는 제 2 방향(D2)으로 연장하고, 단치수(B2)는 제 1 방향(D1)으로 연장한다.

이제 도 2a 및 도 2b 를 참조하면, 제 1 마이크로전자 소자(136)는 공지된 본딩 물질 또는 기법, 예컨대 접착제[0054]

(101)를 사용하여 기판(102)의 제 1 면(104)에 대향하고 이것에 부착될 수 있는 전면(140)을 가진다.  제 1 마

이크로전자 소자(136)는 자신의 전면(140)으로부터 반대인 후면(138)을 더 포함한다.  이러한 실시예에서, 전면

(140)은 그 위에 결합 패드(142)를 가지는 마이크로전자 소자(136)의 제 1 면이고, 후면(138)은 그것의 후면이

다.  이러한 실시예에서, 제 1 마이크로전자 소자(136)의 대항된 제 1 및 제 2 에지(144, 145) 및 대항된 제 3

및 제 4 에지(146, 147)는 기판(102)의 제 1 면(104) 및 제 2 면(106) 사이에서 연장한다.  제 1 마이크로전자

소자(136)의 에지는 동일하거나 상이한 길이일 수도 있다.

도  1b  로  돌아가면,  제  1  마이크로전자  소자(136)는  반도체  칩의  임의의  타입일  수도  있다.   이러한[0055]

실시예에서,  제  1  마이크로전자  소자(136)는  그  위에  도전성  소자를  가지는  DRAM(dynamic  random  access

memory) 칩일 수 있다.  도시된 바와 같이, 제 1 마이크로전자 소자(136)의 전면(140)의 표면 영역은 제 1 마이

크로전자 소자의 제 1 에지와 제 2 에지 사이의 방향에서 실질적으로 동등한 폭을 가지는 3 개의 영역으로 분할

될 수도 있다: 제 1 외부 영역(920), 제 2 외부 영역(922), 및 제 1 외부 영역(920) 및 제 2 외부 영역(922) 사

이에 포지셔닝된 중앙 영역(924).  예를 들어, 만일 장에지들 사이의 길이가 6마이크론이라면, 제 1 외부, 제 2

외부, 및 중앙 영역의 개별적인 길이는 2 마이크론일 수도 있다.  그러므로, 중앙 영역(924)은 제 1 에지(144)

로부터 2 마이크론 떨어져서 그리고 제 2 에지(145)로부터 2 마이크론 떨어져서 포지셔닝될 것이다.  다르게 말

하면, 중앙 영역은 제 1 마이크로전자 소자(136)의 중앙 3분의 1 내에 포지셔닝될 수 있다.  본 명세서에서 설

명되는 마이크로전자 소자 중 임의의 것 또는 모두는 더 많은 개수의 능동 디바이스를 각각 구현하여 임의의 다

른 기능보다 메모리 스토리지 어레이 기능을 제공할 수 있다.
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DRAM 칩에 관하여 통상적인 것과 같이, 도전성 소자는 제 1 마이크로전자 소자(136)의 전면(140)의 중앙 영역[0056]

(924)을 따라서 연장하는 제 1 본드 패드(142)를 포함할 수도 있다.  도전성 소자는 제 1 마이크로전자 소자

(136)와 기판(102)의 제 2 면(106) 상에 포지셔닝된 콘택(109)의 제 1 세트 사이에 전기적 접속을 제공한다.

접착제(101)가 제 1 마이크로전자 소자(136)를 기판(102)에 부착시키기 위하여 사용될 수 있다.

도 2a 및 도 2b 를 참조하면, 제 1 마이크로전자 소자(136)의 결합 패드(142)는 직접적으로 기판(102)의 제 1[0057]

개구(117) 상부에 포지셔닝될 수도 있다.  이것은 결합 패드(142)가 제 1 개구(117)를 통하여 노출되도록 한다.

본드 패드(142)는 전기적 접속을 확립하는 임의의 공지된 방법을 사용하여 기판(102)의 제 2 면(106) 상의 콘택

(109)의 제 1 세트에 전기적으로 접속될 수도 있다.  일 실시예에서, 본드 와이어(148)는 제 1 마이크로전자 소

자(136) 상의 본드 패드(142)로부터, 제 1 개구(116)를 통하여, 그리고 기판(102)의 제 2 면(106) 상의 콘택

(109)의 제 1 세트로 연장할 수 있다.  트레이스(108)(도 3)가 콘택(109)의 제 1 세트를 단자 콘택(110)에 접속

시키기 위하여 사용될 수 있다.

제 2 마이크로전자 소자(153)는 제 1 마이크로전자 소자(136)와 유사할 수도 있다.  그 위에 본드 패드를 가지[0058]

는, 제 2 마이크로전자 소자의 전면(157)은 제 1 마이크로전자 소자(136)를 향하여 대향함으로써, 제 2 마이크

로전자 소자(153)가 제 1 마이크로전자 소자(136)의 후면(138)에 상재하도록 한다.  도 1c 에서 도시된 바와 같

이, 이러한 실시예에서는, 제 2 마이크로전자 소자(153)는 대항된 제 1 및 제 2 에지(161, 162) 및 제 2 마이크

로전자 소자(153)의 후면(155)과 전면(157) 사이에서 연장하고 제 1 및 제 2 에지(161, 162)에 인접하는 대항된

제 3 및 제 4 에지(163, 164)를 가진다.  도전성 소자, 예컨대 본드 패드(159)는 제 2 마이크로전자 소자(153)

의 전면(157)을 따라서 연장한다.  이러한 실시예에서, 제 2 마이크로전자 소자(153)는 반도체 칩, 예컨대 제 2

마이크로전자 소자(153)의 중앙 영역(932)을 따라서 포지셔닝된 본드 패드(159)가 있는 DRAM 칩일 수도 있는데,

이것은 제 1 외부 영역(928)과 제 2 외부 영역(930) 사이에 포지셔닝된다.  일 실시예에서, 본드 패드(159)는

제 1 마이크로전자 소자(136) 상의 본드 패드(142)가 연장하는 방향에 횡단하는 방향으로 연장할 수 있다.

도 1b 에서 알 수 있는 바와 같이, 하나의 특정한 예에서, 제 1 마이크로전자 소자(136)는 제 1 마이크로전자[0059]

소자의 전면(140)의 중앙 영역(924)에서 방향(D3)으로 연장하는 5 개 이상의 본드 패드(142)의 적어도 하나의

행(142')을 가질 수 있다.  도 1c 에서 알 수 있는 바와 같이, 하나의 예에서, 제 2 마이크로전자 소자(153)는

제 2 마이크로전자 소자의 전면(157)의 중앙 영역(932)에서 방향(D4)으로 연장하는 5 개 이상의 본드 패드(15

9)의 적어도 하나의 행(159')을 가질 수 있다.  도 3 의 예에 도시된 바와 같이, 본드 패드(142)의 행(142')이

연장하는 방향(D3)은 본드 패드(159)의 행(159')이 연장하는 방향(D4)에 횡단할 수 있다.  도 3 에 도시된 바와

같이, 방향(D3)은 제 1 개구(116)의 장치수가 연장하는 방향(D1)과 평행할 수 있고, 방향(D4)은 제 2 개구(12

6)의 장치수가 연장하는 방향(D2)과 평행할 수 있지만, 이것은 강제적인 것은 아니다.  예를 들어, 일 실시예에

서(미도시), 방향(D3)은 제 1 윈도우의 단치수가 연장하는 방향(D2)과 평행할 수 있고, 방향(D4)은 제 2 윈도우

의 단치수가 연장하는 방향(D1)과 평행할 수 있다.

도 2b  로  돌아가면,  제 2  마이크로전자 소자(153)는 제 1  마이크로전자 소자(136)  상부에 포지셔닝될 수도[0060]

있다.  도시된 바와 같이, 스페이서(135)는 기판(102)과 제 2 마이크로전자 소자(153) 사이에 포지셔닝되어 제

2 마이크로전자 소자(153)를 제 1 마이크로전자 소자(136) 상부의 높이에서 지지할 수도 있다.  도 1 에서 최적

으로 도시되는 바와 같이, 제 2 마이크로전자 소자(153)의 제 1 및 제 2 에지(161, 162)는 제 1 마이크로전자

소자(136)의 제 1 및 제 2 에지(144, 145)에 횡단하는 방향에서 연장할 수도 있다.  결과적으로, 제 2 마이크로

전자 소자(153)의 제 1 및 제 2 에지(161, 162)는 제 1 마이크로전자 소자(136)의 제 3 및 제 4 에지(146,

147) 중 하나 너머로 연장한다.

도 2b 를 참조하면, 제 2 마이크로전자 소자(153) 상의 본드 패드(159)는 기판(102)에서 노출된 복수 개의 콘택[0061]

들 중 콘택(111)의 제 2 세트와 전기적으로 접속될 수도 있다.

도전성 소자는 제 1 마이크로전자 소자(136) 상의 본드 패드(159)를 기판(102)의 제 2 면(106) 상의 콘택(111)[0062]

의 제 2 세트와 전기적으로 접속시키기 위하여 사용될 수도 있다.  이러한 실시예에서, 본드 와이어(165)는 제

2 마이크로전자 소자(153) 상의 본드 패드(159)를 기판(102)의 제 2 면(106)  상의 콘택(111)(도 2b 내지 도

3)의 제 2 세트와 접속시키기 위하여 사용될 수도 있다.  도시된 바와 같이, 본드 와이어(165)는 제 2 개구

(126)를 통하여 연장하고 콘택(111)의 제 2 세트에 접속한다.

도 2a 에 도시된 바와 같이, 적층된 어셈블리가 조립되면, 봉합재(199)가 기판(102)의 제 1 면(104) 중 일부 또[0063]

는 전부, 그리고 및 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(136, 153)에 상재할 수도 있으며, 개별적인 제 1 개구
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(116) 및 제 2 개구(126)를 통하여 연장하는 본드 와이어(148, 165)를 커버할 수도 있다.

도 3 을 참조하면, 솔더 볼(115)의 어레이가 기판(102)의 제 2 면(106)에서 노출된 단자 콘택(110)(도 2b)에 부[0064]

착될 수도 있다.  도시된 바와 같이, 트레이스(108)는 콘택(109)의 제 1 세트로부터 2 표면(106)을 따라서 연장

하여 콘택(109) 및 콘택(110)의 제 1 세트와 솔더 볼(115)을 지지하는 단자 사이에 전기적 접속을 제공할 수 있

다.  단자(110)는 마이크로전자 어셈블리(100)를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여

구성될 수 있다.

하나의 특정한 예에서, 기판(102)은 또한 제 1 및 제 2 면(104, 106) 사이에서 그리고 제 2 방향(D2)으로 연장[0065]

하는 제 1 주변 에지(3)를 가질 수 있다.  기판(102)은 또한 제 1 및 제 2 면(104, 106) 사이에서 그리고 제 1

방향(D1)으로 연장하는 제 2 주변 에지(103)를 가질 수 있다.  기판(102)은 또한 제 1 및 제 2 면(104, 106)

사이에서 그리고 제 1 방향(D1)으로 연장하는, 제 2 주변 에지(103)에 반대인 제 3 주변 에지(105)를 가질 수

있다.

제 1 개구(116)는 제 2 개구(126) 및 제 1 주변 에지(3) 사이에 위치될 수 있고 제 1 방향(D1)으로 연장하는 길[0066]

쭉한 제 1 치수(L1) 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 2 방향(D2)의 제 2 치수(W1)를 가질 수 있다.  제 2 개구

(126)는 제 2 방향(D2)에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수(L2) 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향(D1)에서의 제

2 치수(W2)를 가질 수 있다.

기판(102)은 제 1 주변 에지(3) 및 제 1 개구(116) 사이에서 연장하는 상기 제 2 면(106)의 제 1 주변 영역(P[0067]

1)을 가질 수 있다.  기판(102)은 제 2 주변 에지(103) 및 제 2 개구(126) 사이에서 연장하는 상기 제 2 면

(106)의 제 2 주변 영역(P2)을 더 가질 수 있다.  기판(102)은 제 3 주변 에지(105) 및 제 2 개구(126) 사이에

서 연장하는 상기 제 2 면(106)의 제 3 주변 영역(P3)을 더 가질 수 있다.  제 2 및 제 3 주변 영역(P2, P3)은

제 2 개구(126)의 반대면에 위치될 수 있다.

도 3 에 도시된 바와 같이, 단자(110)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 1 단자(110a)는 적어도 부분적으로 제 1[0068]

주변 영역(P1) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)으로 연장하고 제 1 단자(110a)를 통과하는 직선(S1)이 제 1 개구

(116)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  단자(110)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 2 단자

(110b)는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역(P2) 내에 배치되어, 제 2 방향(D2)에서 연장하고 제 2 단자를 통과

하는 직선(S2)이 제 2 개구(126)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  단자(110)들 중 적어도 하

나, 예를 들어 제 3 단자(110c)는 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역(P3) 내에 배치되어, 제 2 방향(D2)에서 연

장하고 제 3 단자를 통과하는 직선이 제 2 개구(126)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  하나의

특정한 예에서, 동일한 직선(S2)은 제 2 단자(110b) 및 제 3 단자(110c)를 통과하여 연장할 수 있지만, 반드시

그래야 하는 것은 아니다.

본 명세서에서 논의되는 남은 실시예들은 도 1 내지 도 3 의 실시예와 실질적으로 유사하다.  각각은, 마이크로[0069]

전자 소자가 전면 내에 또는 기판 상에서 페이스-다운 포지션으로 포지셔닝되는 방식 및 그 기판 내의 개별적인

개구에 대하여만 다르다.  그러므로 도 1 내지 도 3 과 관련하여 개시된 원리는 여기에 개시된 잔여 실시예에

동일하게 적용가능하다.  이에 상응하여, 유사한 참조 번호가 유사한 구성 요소를 기술하기 위하여 사용될 것이

다.

도 3a 및 도 3b 를 참조하면, 마이크로전자 어셈블리(100')는, 제 1 및 제 2 개구(16, 26)가 각각 제 1 방향[0070]

(D1)으로 연장하는 개별적인 길쭉한 제 1 치수(L1, L2) 및 제 2 방향으로 연장하는 개별적인 제 2 치수(W1, W

2)를  가진다는  것을  제외하고는,  도  1  내지  도  3  에  대하여  도시되고  설명된  마이크로전자  어셈블리와

유사하다.  즉, 제 1 및 제 2 개구(16, 26)는 서로 횡단하기 보다는 서로 평행하게 연장한다.

도 3a 에서 알 수 있는 바와 같이, 도 1 내지 도 3 과 유사하게, 제 1 마이크로전자 소자(36)는 기판(2)의 제 1[0071]

면(4)을 향하여 대향하는 전면(40) 및 제 1 개구(16)와 정렬되는 전면에 있는 본드 패드(42), 전면으로부터 반

대인 후면(38), 및 전면 및 후면 사이에서 연장하는 에지(46)를 가진다.  제 2 마이크로전자 소자(53)는 제 1

마이크로전자 소자(36)의  후면(38)에  대향하고 제 1  마이크로전자 소자의 에지(46)를  넘어서 돌출하는 전면

(57), 및 제 2 개구(26)와 정렬되는 제 2 마이크로전자 소자의 전면에 있는 본드 패드(59)를 가진다.

특정한 예에서, 제 1 마이크로전자 소자(36)는 에지(46) 및 그것의 전면 및 후면 사이에서 연장하는 반대 에지[0072]

사이의 폭을 가질 수 있고, 제 2 마이크로전자 소자(53)는 그것의 전면 및 후면 사이에서 각각 연장하는 대항

에지들(opposed edges) 사이의 폭을 가질 수 있다.  제 1 마이크로전자 소자(36)의 폭은 제 1 개구(16)의 제 2

치수(W1)보다 더 클 수 있고, 제 2 마이크로전자 소자(53)의 폭은 제 2 개구(26)의 제 2 치수(W2)보다 더 클 수
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있다.

솔더 볼(15)의 어레이가 기판(2)의 제 2 면(6)에서 노출된 단자 콘택(10)에 부착될 수도 있다.  트레이스가 제[0073]

2 면(6)을 따라서 기판 콘택 9,(11)의 제 1 및 제 2 세트로부터 연장하여 기판 콘택(9, 11) 및 솔더 볼(15)을

지지하는 단자 콘택(10) 사이에 전기적 접속을 제공할 수 있다.  개별적인 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(36,

53)의 본드 패드(42, 59)는 기판(2)의 도전성 소자(예를 들어, 기판 콘택(9, 11) 및 단자(10))와 전기적으로 접

속될 수 있다.  단자(10)는 마이크로전자 어셈블리(100')를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접속시

키기 위하여 구성될 수 있다.

하나의 특정한 예에서, 기판(2)은 각각의 제 1 및 제 2 면(4. 6_ 사이에서 그리고 제 2 방향(D2)으로 연장하는[0074]

제 1 및 제 2 대항 주변 에지(3, 5)를 더 가질 수 있다.  기판(2)은 제 1 주변 에지(3) 및 개별적인 제 1 및 제

2 개구(16, 26) 사이에서 연장하는 제 2 면(6)의 제 1 및 제 2 주변 영역(P1, P2)을 가질 수 있다.  기판(2)은

제 2 주변 에지(5) 및 개별적인 제 1 및 제 2 개구(16, 26) 사이에서 연장하는 제 2 면(6)의 제 3 및 제 4 주변

영역(P3, P4)을 더 가질 수 있다.  제 1 및 제 3 주변 영역(P1, P3)은 제 1 개구(16)의 반대면에 위치될 수 있

고, 제 2 및 제 4 주변 영역(P2, P4)은 제 2 개구(26)의 반대면에 위치될 수 있다.

도 3b 에 도시된 바와 같이, 제 1 개구(16)는 제 1 주변 에지(3)로부터 제 2 개구(26)와 동일한 거리인 위치까[0075]

지 연장하고, 제 1 개구는 제 2 주변 에지(5)로부터 제 2 개구와 동일한 거리인 위치까지 연장하는데, 하지만

반드시 그래야 하는 것은 아니다.  일 예에서, 제 1 및 제 2 개구(16, 26) 중 하나는 제 1 및 제 2 개구 중 다

른 하나보다 주변 에지(3, 5) 중 하나 또는 두 개 모두에 더 가까운 거리까지 연장할 수 있다.

도 3b 에 도시된 바와 같이, 단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 1 단자(10a)는 적어도 부분적으로 제 1[0076]

주변 영역(P1) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)으로 연장하고 제 1 단자(10a)를 통과하는 직선(S1)이 제 1 개구

(16)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 2 단자(10

b)는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역(P2) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)에서 연장하고 제 2 단자를 통과하는

직선(S2)이 제 2 개구(26)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.

단자(10)들  중  적어도  하나,  예를  들어  제  3  단자(10c)는  적어도  부분적으로  제  3  주변  영역(P3)  내에[0077]

배치되어, 제 2 방향(D3)에서 연장하고 제 3 단자를 통과하는 직선이 제 1 개구(16)를 통과하여 또는 그 위로

지나가도록 할 수 있다.  단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 4 단자(10d)는 적어도 부분적으로 제 4 주

변 영역(P4) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)에서 연장하고 제 4 단자를 통과하는 직선이 제 2 개구(26)를 통과하

여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 동일한 직선(S1)은 제 1 단자(10a) 및 제 3

단자(10c)를 통과하여 연장할 수 있지만, 반드시 그래야 하는 것은 아니다.  일 실시예에서, 동일한 직선(S2)은

제 2 단자(10b) 및 제 4 단자(10d)를 통과하여 연장할 수 있지만, 반드시 그래야 하는 것은 아니다.

일 예에서, 제 1 마이크로전자 소자(36)의 본드 패드(42)는 제 1 개구(16)와 정렬되는 부분을 가지는 제 1 리드[0078]

(48)에 의하여 도전성 소자(9)에 전기적으로 접속될 수 있다.  이와 유사하게, 제 2 마이크로전자 소자(53)의

본드 패드(59)는 제 2 개구(26)와 정렬되는 부분을 가지는 제 2 리드(65)에 의하여 도전성 소자(11)에 전기적으

로 접속될 수 있다.  일 실시예에서, 제 1 리드(48)는, 예를 들어 만일 제 1 리드가 리드 본드라면, 제 1 개구

(16)를 통과하여 연장하지 않을 수도 있다.  이와 유사하게, 제 2 리드(65)는, 예를 들어 만일 제 1 리드가 리

드 본드라면, 제 1 개구(26)를 통과하여 연장하지 않을 수도 있다.

도 3a 에 도시된 바와 같이, 제 1 마이크로전자 소자(36)의 본드 패드(42)는 제 1 개구(16)를 통과하여 연장하[0079]

는 와이어 본드(48)에 의하여 도전성 소자(9)에 전기적으로 접속될 수 있다.  이와 유사하게, 제 2 마이크로전

자 소자(53)의 본드 패드(59)는 제 2 개구(26)를 통과하여 연장하는 와이어 본드(65)에 의하여 도전성 소자(1

1)에 전기적으로 접속될 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 제 1 와이어 본드(48)는 오직 제 1 개구(16)를 통해

서만 연장할 수도 있고, 제 2 와이어 본드는 오직 제 2 개구(26)만을 통해서만 연장할 수도 있다.

예시적인 실시예에서, 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(36 및 53)는 도 1b 및 도 1c 에 도시되는 것과 유사한[0080]

방식으로 구성되는 개별적인 본드 패드(42 및 59)를 가질 수 있다.  이러한 예에서, 제 1 및 제 2 마이크로전자

소자(36, 53)는 그것의 개별적인 전면(40, 57)의 중앙 영역 내에서 제 1 방향으로 연장하는 개별적인 본드 패드

(42, 59) 중 다섯 개 이상의 적어도 하나의 행을 포함할 수 있고, 각각의 중앙 영역은 개별적인 마이크로전자

소자의 대항되는 제 1 및 제 2 에지 사이의 거리의 중간 삼분의 일만큼 연장한다.

도 3c 는 도 3a 의 마이크로전자 어셈블리(100)의 다른 가능한 하단 뷰를 도시한다.  도 3c 에 도시되는 실시예[0081]

에서, 기판(2)은 서로 인접하게 배치된 제 1 및 제 2 의 이격된 유전체 소자(2a, 2b)를 포함할 수 있는데, 각각
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의 유전체 소자는 대항되는 상단 및 하단면을 가진다.  두 개의 유전체 소자(2a 및 2b)는 서로 공평면임으로써,

기판(2)의 제 1 면(4)이 양자의 유전체 소자의 상단면을 포함할 수 있고, 기판의 제 2 면(6)이 양자의 유전체

소자의 하단면을 포함할 수 있게 할 수 있다.

다른 예에서, 본 명세서에서 설명되는 유전체 소자들 중 임의의 것 또는 각각, 예컨대 도 3c 에 도시되는 유전[0082]

체 소자(2a 및 2b)는 본질적으로 실리콘과 같은 반도체 재료로 이루어진 기판 소자에 의하여 각각 대체될 수 있

다.  특정 실시예에서, 본 명세서에서 설명되는 유전체 소자 중 임의의 것 또는 각각은 반도체 재료의 층 및 하

나 이상의 유전체층을 포함할 수 있는 기판 소자에 의하여 각각 대체될 수 있다.  또 다른 실시예에서, 본 명세

서에서 설명되는 유전체 소자들 중 임의의 것 또는 각각은 리드를 가지는 리드 프레임으로 대체될 수 있는데,

여기에서 단자는 리드의 부분, 예컨대 리드의 단부 부분일 수 있다.

제 1 개구(16c)는 제 1 및 제 2 유전체 소자(2a, 2b)의 인접한 대항 에지(102a, 102b)들 사이의 개방된 영역에[0083]

의하여 정의될 수 있다.  인접한 대항 에지(102a, 102b)는 각각 제 1 치수(L1)를 가질 수 있고 각각 제 1 방향

(D1)에서 연장할 수 있다.  제 1 개구(16c)는 제 1 치수(L1)보다 더 짧은, 제 2 방향(D2)에서의 제 2 치수(W

1)를 가질 수 있다.  제 2 개구(26)는 도 3b 에서와 같을 수 있어서, 제 2 개구는 제 2 유전체 소자(2b)에 의하

여 밀봉될 수 있다.

도 3b 에 도시된 실시예와 유사하게, 단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 1 단자(10a)는 적어도 부분적으[0084]

로 제 1 주변 영역(P1) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)으로 연장하고 제 1 단자(10a)를 통과하는 직선(S1)이 제

1 개구(16c)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 2 단

자(10b)는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역(P2) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)에서 연장하고 제 2 단자를 통

과하는 직선(S2)이 제 2 개구(26)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  이와 유사하게, 제 3 및

제 4 단자(10c 및 10d) 중 적어도 하나는 도 3b 에 대하여 위에서 설명된 바와 같이 적어도 부분적으로 제 3 및

제 4 주변 영역 내에 배치될 수 있다.

하나의 특정한 예에서, 제 2 개구(26)는 제 1 개구(16c)에 수직으로 지향될 수 있다.  예를 들어, 제 2 개구[0085]

(26)는 제 2 방향(D2)에서의 제 1 치수(L2) 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향(D1)에서의 제 2 치수(W2)를 가

질 수 있다.  일 실시예에서, 기판(2)은 제 1 및 제 2 유전체 소자(2a, 2b)의 인접한 대항 에지(102a, 102b)들

사이에서 연장하는 유전체 영역(R)을 더 포함할 수 있고, 기판의 제 1 면은 유전체 영역의 상단면을 포함하고,

제 2 면은 유전체 영역의 하단면을 포함한다.  하나의 특정한 예에서, 유전체 영역(R)은 상기 유전체 소자(2a,

2b)보다 기판의 평면 내의 더 높은 영계수를 가질 수 있다.

도 3a 및 도 3c 에 도시된 바와 같이, 제 1 마이크로전자 소자(36)는 제 1 개구(16c)에 상재할 수 있고, 제 2[0086]

마이크로전자 소자(53)는 제 2 개구(26)에 상재할 수 있어서, 기판(2)에 더 근접한 마이크로전자 소자가 제 1

개구에 상재하는 것이 되게 한다.  그러나, 반드시 그래야 하는 것은 아니다.  다른 실시예에서, 기판(2)에 더

근접한 마이크로전자 소자(예를 들어, 제 1 마이크로전자 소자(36))는 제 2 개구(26)에 상재할 수 있고, 기판으

로부터 더 멀리 떨어진 마이크로전자 소자(예를 들어, 제 2 마이크로전자 소자(53))는 제 1 개구(16c)에 상재할

수 있다.

도 3d 는 도 3a 에 도시되는 마이크로전자 어셈블리(100)의 다른 가능한 하단 뷰를 도시한다.  도 3d 에 도시되[0087]

는 실시예에서, 기판(2)은 서로 인접하게 배치된 제 1, 제 2, 및 제 3 이격된 유전체 소자(2a, 2b, 및 2c)를 포

함할 수 있는데, 각각의 유전체 소자는 대항하는 상단 및 하단면을 가진다.  3 개의 유전체 소자(2a, 2b, 및

2c)는 서로 공평면일 수 있어서, 기판(2)의 제 1 면(4)이 모든 3 개의 유전체 소자의 상단면들을 포함할 수 있

고, 기판의 제 2 면(6)이 모든 3 개의 유전체 소자의 하단면들을 포함할 수 있다.

도 3c 의 제 1 개구(16c)와 유사한 제 1 개구(16d)는 제 1 및 제 2 유전체 소자(2a, 2b)의 인접한 대항 에지들[0088]

사이의 개방된 영역에 의하여 정의될 수 있다.  제 2 개구(26d)는 제 2 및 제 3 유전체 소자(2b, 2c)의 인접한

대항 에지 사이의 개방된 영역에 의하여 정의될 수 있다.

도 3c 에 도시되는 실시예와 유사하게, 단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 1 단자(10a)는 적어도 부분적[0089]

으로 제 1 주변 영역(P1) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)으로 연장하고 제 1 단자(10a)를 통과하는 직선(S1)이

제 1 개구(16d)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  단자(10)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 2

단자(10b)는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역(P2) 내에 배치되어, 제 1 방향(D1)에서 연장하고 제 2 단자를

통과하는 직선(S2)이 제 2 개구(26d)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  이와 유사하게, 제 3

및 제 4 단자(10c 및 10d) 중 적어도 하나는 도 3b 에 대하여 위에서 설명된 바와 같이 적어도 부분적으로 제 3
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및 제 4 주변 영역 내에 배치될 수 있다.

일 예에서, 단자(10)는 개별적인 제 1, 제 2, 및 제 3 유전체 소자(2a, 2b, 및 2c)의 하단면에 노출되는 제 1,[0090]

제 2, 및 제 3 단자를 포함할 수 있고, 마이크로전자 소자(36, 53)들 중 적어도 하나의 본드 패드(42, 59) 중

적어도 일부는 개별적인 제 1, 제 2, 및 제 3 기판 부분들의 제 1, 제 2, 및 제 3 단자 중 두 개 이상과 전기적

으로 접속될 수 있다.  특정 실시예에서, 제 1 마이크로전자 소자(36)의 본드 패드(42)의 적어도 일부는 제 1

및 제 2 기판 부분(2a, 2b)의 단자(10)와 전기적으로 접속될 수 있다.  일 실시예에서, 제 2 마이크로전자 소자

(53)의 본드 패드(59) 중 적어도 일부는 제 2 및 제 3 기판 부분(2b, 2c)의 단자(10)와 전기적으로 접속될 수

있다.

도 3e, 도 3f, 및 도 3g 는 도 3a 의 마이크로전자 어셈블리(100)의 다른 가능한 하단 뷰를 각각 도시한다.  도[0091]

3e 에 도시되는 실시예는 각각의 주변 영역이 제 1 방향(D1)에서 서로 인접하게 배치된 복수 개의 단자(10)를

포함할 수 있다는 것을 제외하고는 도 3d 에 도시되는 실시예와 동일하다.  예를 들어, 주변 영역(P1)은 단자

(10a 및 10a')를 포함하고, 제 1 개구(16e) 및 기판(2)의 주변 에지 사이에서 제 1 방향으로 연장하는 직선(S

1)은 양자의 단자(10a 및 10a')를 통과하여 연장한다.

도 3f 에 도시되는 실시예는 주변 영역들이 제 2 기판 부분(2b) 위가 아니라 제 1 및 제 3 기판 부분(2a 및 2c)[0092]

상에 위치된다는 것을 제외하고는 도 3d 에 도시되는 실시예와 동일하다.  도 3g 에 도시되는 실시예는 제 2 기

판 부분(2b)이 그것의 중앙 부분에서 그것의 주변 부분 내의 제 2 폭(W')보다 더 큰 제 1 폭(W)을 가지고 주변

부분들은  제  1  방향(D1)을  따라  중앙  부분에  인접한다는  것을  제외하고는  도  3f  에  도시되는  실시예와

동일하다.

도 3h 는 도 3d 에 도시되는 복수 개의 마이크로전자 어셈블리(100')를 포함하는 인-프로세스 어셈블리를 도시[0093]

한다.  도 3h 는 제 1 마이크로전자 어셈블리(100a') 및 제 2 마이크로전자 어셈블리(100b')를 도시한다.  제 1

및 제 2 마이크로전자 어셈블리(100)는 기판 부분(2a, 2b, 및 2c) 중 인접한 것들을 결합시키는 기판(2)의 접속

부(2')에 의하여 결합된다.  예를 들어, 기판(2)의 접속부(2')는 제 1 및 제 2 마이크로전자 어셈블리들 각각의

제 1 기판 부분(2a), 마이크로전자 어셈블리들 각각의 제 2 기판 부분(2b), 및 마이크로전자 어셈블리들 각각의

제 3 기판 부분(2c)을 결합시킨다.  마이크로전자 어셈블리(100')의 각각을 제작한 이후에, 접속부(2')는, 예를

들어 다이싱에 의하여 마이크로전자 어셈블리로부터 제거될 수 있고, 이를 통하여 개개의 마이크로전자 어셈블

리를 개별화(singulating)한다.

비록 도 3a 내지 도 3h 에서 제 1 및 제 2 개구는 서로 평행인 것으로 도시되지만, 다른 실시예들에서, 도 3a[0094]

내지 도 3h 에 도시되는 실시예들 중 임의의 것의 제 1 및 제 2 개구는 예를 들어 도 1 에 도시된 바와 같이 서

로 횡단하도록 지향될 수 있다.  이러한 실시예에서, 제 1 개구 또는 제 2 개구 중 어느 하나는 기판의 유전체

소자에 의하여 밀봉될 수 있고, 다른 개구는 제 1 및 제 2 유전체 소자의 인접한 대항 에지들 사이의 개방된 영

역에 의하여 정의될 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 양자의 제 1 및 제 2 개구는 인접한 유전체 소자의 인접

한 대항 에지 사이의 개별적인 개방된 영역에 의하여 정의될 수 있다.

비록  도  3a  내지  도  3h  에서,  마이크로전자  어셈블리가  두  개의  마이크로전자  소자를  가지는  것으로[0095]

설명되지만, 다른 실시예들에서, 도 3a 내지 도 3h 에 도시되는 마이크로전자 어셈블리들 중 임의의 것은 제 3

마이크로전자 소자 또는 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자를 더 포함할 수 있다.  예를 들어, 도 6, 도 9, 및 도

12 에 도시되는 실시예는 서로 인접하게 배치되는 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개, 또는 임의의 다른 개수의 유

전체 소자를 가지는 기판을 포함할 수 있다.

하나의 특정한 예에서, 도 3a 내지 도 3h 에 도시되는 마이크로전자 소자 및 개구의 구성들 중 임의의 것은 단[0096]

일 마이크로전자 어셈블리 내에서 서로 인접하게 복제될 수 있다.  예를 들어, 도 3i 에 도시된 바와 같이, 도

3a 의 마이크로전자 소자 구성은 복제됨으로써, 단일 기판(2i)이 4 개의 개구(16, 26, 32, 및 82) 및 마이크로

전자 소자의 두 개의 부분적으로 중첩하는 쌍을 가질 수 있게 하고, 마이크로전자 소자(36 및 53)의 제 1 중첩

하는 쌍이 첫 번째 두 개의 개구(16 및 26)에 상재할 수 있게 하며, 그리고 제 1 쌍에 인접하는 마이크로전자

소자(68 및 88)의 제 2 중첩하는 쌍이 두 번째 두 개의 개구(32 및 82)에 상재할 수 있게 할 수 있다.

일 예에서, 도 3i 의 제 4 마이크로전자 소자(88)는 생략될 수 있어서, 마이크로전자 어셈블리가 3 개의 부분적[0097]

으로 중첩하는 마이크로전자 소자를 가질 수도 있고, 3 개의 마이크로전자 소자 중 두 개는 기판의 면에 평행인

단일 평면 내의 그것의 전면들과 정렬되며, 다른 마이크로전자 소자는 기판의 면에 평행인 상이한 평면 내에 정

렬되는 전면을 가진다.
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도 3i 의 실시예는 다양한 하단 뷰 구성을 가질 수 있다.  일 예에서, 도 3j 에 도시된 바와 같이, 도 3b 에 도[0098]

시되는 구성은 복제됨으로써, 단일 기판(2j)이 각각 기판에 의하여 밀봉되는 4 개의 평행 개구(16j, 26j, 32j,

및 82j)를 가질 수 있고, 마이크로전자 소자들 중 대응하는 하나의 콘택들은 각각의 개구(16j, 26j, 32j, 및

82j)와 정렬될 수 있게 할 수 있다.  다른 예에서, 도 3k 에 도시된 바와 같이, 도 3d 에 도시되는 구성은 복제

됨으로써, 단일 기판(2k)이 서로에 대하여 배치되는 5 개의 이격된 유전체 소자(2a, 2b, 2c, 2d, 및 2e)를 가질

수 있고, 및 마이크로전자 소자들 중 대응하는 하나의 콘택들은 각각의 개구(16k, 26k, 32k, 및 82k)와 정렬될

수 있으며, 각각의 이러한 개구는 유전체 소자들 중 인접한 것들의 인접한 대항 에지들 사이의 개방된 영역에

의하여 정의될 수 있게 할 수 있다.  다른 실시예들에서, 도 3j 및 도 3k 의 기판들의 피쳐는 단일 실시예에 통

합됨으로써, 도 3i 의 4 개의 마이크로전자 소자들 중 하나 이상이 기판의 유전체 소자에 의하여 밀봉되는 개구

에 각각 상재할 수 있고, 도 3i 의 4 개의 마이크로전자 소자들 중 하나 이상이 유전체 소자들 중 인접한 것들

의 인접한 대항 에지들 사이의 개방된 영역에 의하여 정의되는 개구에 각각 상재할 수 있게 할 수 있다.

도 4 내지 도 6 은 프론트 페이스-다운 포지션의 3 개의 적층된 마이크로전자 소자를 포함하는 대안적인 적층된[0099]

마이크로전자 어셈블리(200)를 도시한다.  도 5a 및 도 5b 에 최적으로 도시된 바와 같이, 제 2 마이크로전자

소자(253) 및 제 3 마이크로전자 소자(268) 모두는 제 1 마이크로전자 소자(236)에 상재할 수도 있다.

도 4 및 도 5b 에 최적으로 도시된 바와 같이, 기판(202)은 제 1 면(204) 및 제 2 면(206), 및 제 1 면과 제 2[0100]

면(204, 206) 사이에서 연장하는 3 개의 개구를 가진다.  이전의 실시예에서와 같이, 제 1 개구(216)는 제 1 단

부(222) 및 제 2 단부(224)를 가지며, 기판(202)의 중앙 부분 내에 포지셔닝될 수도 있는데, 이것은 또한 기판

의 제 1 에지(203) 및 대항된 제 2 에지(205) 사이의 기판(202)의 중앙 3분의 1이다.  제 1 개구(216)는 자신의

제 1 단부(222) 및 제 2 단부(224)에서 단에지(218)를 포함한다.  제 2 개구(226)는 제 1 개구(216)의 제 1 단

부(222)에 인접하게 포지셔닝될 수도 있다.

제 3 개구(232)는 제 1 개구(216)의 제 2 단부(224)에 인접하게 포지셔닝됨으로써, 제 3 개구(232)의 장에지[0101]

(234)가 제 1 개구(216)의 장에지(220)가 연장하는 방향에 횡단하는 방향으로 연장하도록 할 수도 있다.  이러

한 구성에서, 제 2 및 제 3 개구(226, 232)는 서로 평행하고 또한 제 1 개구(216)에 수직함으로써, I 자의 형상

을 형성할 수 있다.  대안적으로는, 제 1, 제 2, 및 제 3 개구(216, 226, 232)는 서로 조인됨으로써 이들이 하

나의 연속 개구를 형성하도록 할 수도 있다.  이전의 실시예에서와 같이, 제 1, 제 2, 또는 제 3 개구(216,

226, 232) 중 하나 이상은 복수 개의 개구고 구성될 수도 있다.

일 예에서, 제 1 개구(216)는 단치수(A2)보다 더 큰 장치수(A1)를 가질 수 있으며, 장치수(A1)는 제 1 방향(D[0102]

1)으로 연장하고, 단치수(A2)는 제 1 방향에 횡단하는 제 2 방향(D2)으로 연장한다.  제 2 개구(226)는 단치수

(B2)보다 더 큰 장치수(B1)를 가질 수 있는데, 장치수(B1)는 제 2 방향(D2)으로 연장하고, 단치수(B2)는 제 1

방향(D1)으로 연장한다.  제 3 개구(232)는 단치수(C2)보다 더 큰 장치수(C1)를 가질 수 있는데, 장치수(C1)는

제 2 방향(D2)으로 연장하고, 단치수(C2)는 제 1 방향(D1)으로 연장한다.

제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(236, 253)는 도 1 내지 도 3 의 실시예에 유사한 배치로 적층되며, 제 3 마이[0103]

크로전자 소자(268)가 어셈블리 내에 포함되는 정도에서 상이하다.  도 5a 및 도 5b 를 참조하면, 제 1 마이크

로전자 소자(236) 및 제 2 마이크로전자 소자(253)는 평면 내에 놓인다.  도 5b 에 더 양호하게 도시되는 바와

같이, 제 3 마이크로전자 소자(268)는 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(236, 253)에 인접하게 포지셔닝될 수도

있다.   이러한  실시예에서,  제  3  마이크로전자  소자(268)는  제  2  마이크로전자  소자(253)와  같은  평면에

놓이며, 제 1 마이크로전자 소자(236)와 동일한 평면 내에 놓이는 것이 아니다.  도시된 바와 같이, 하나 이상

의 스페이서(235)가 제 3 마이크로전자 소자(268)를 제 1 마이크로전자 소자(236) 상부에서 지지하기 위하여 사

용됨으로써, 제 3 마이크로전자 소자(268)의 제 2 에지(277)가 제 1 마이크로전자 소자(236)의 제 4 에지(247)

및 제 1 마이크로전자 소자(236)의 개별적인 제 1 및 제 2 에지(244, 245)의 부분들에 상재하거나 이와 중첩하

게 할 수 있다.  제 3 마이크로전자 소자(268) 상의 본드 패드(274)는 제 3 마이크로전자 소자(268)(도 5b, 도

6)의 중앙 영역(942)을 따라서 연장하고 제 3 개구(232)에 대향한다.  이전에 개시된 실시예에서와 같이, 중앙

영역(942)은 제 3 마이크로전자 소자(268)의 제 1 에지와 제 2 에지(276, 277) 사이의 길이의 중앙 3분의 1 상

에 포지셔닝될 수 있다.  제 3 마이크로전자 소자(268) 상의 본드 패드(274)는 제 3 개구(232)와 정렬되고 이를

통하여 노출될 수도 있다.

두 개의 마이크로전자 소자를 가지는 실시예에 대하여 위에서 설명된 바와 같이, 제 3 마이크로전자 소자(268)[0104]

는 제 3 마이크로전자 소자의 전면의 중앙 영역에서 일 방향으로 연장하는 5 개 이상의 본드 패드(274)의 적어

도 하나의 행을 가질 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 제 3 마이크로전자 소자(268)의 본드 패드(274) 중 5 개
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이상의 적어도 하나의 행은 제 3 마이크로전자 소자의 주변 에지에 인접하게 배치될 수 있다.  도 6 에 도시된

바와 같이, 제 3 마이크로전자 소자(268)의 5 개 이상의 본드 패드(274)의 적어도 하나의 행(274')은 제 2 개구

(226) 및 제 3 개구(232)의 장치수가 연장할 수 있는 것과 동일한 방향(D2)에서 연장할 수 있는데, 이것은 제 1

개구(216)의 장치수가 연장할 수 있는 방향(D1)에 횡단할 수 있지만, 반드시 그래야 하는 것은 아니다.

도전성 접속은 개별적인 마이크로전자 소자 상의 본드 패드 각각을 기판의 하단면 상의 콘택의 개별 세트와 접[0105]

속시키기 위하여 사용될 수도 있다.  예를 들어, 도시된 바와 같이, 본드 와이어(280)는 제 3 마이크로전자 소

자(268)의 표면에서 노출된 본드 패드(274)를 기판(202)의 제 2 면(206) 상의 콘택(213)의 제 3 세트와 접속시

킨다.  도 6 을 참조하면, 도전성 트레이스(208)는 이제 제 3 마이크로전자 소자(268) 상의 본드 패드(274) 각

각을 솔더 볼을 지지하는 단자 콘택(210)과 전기적으로 접속시킬 수도 있다.  단자(210)는 마이크로전자 어셈블

리(200)를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구성될 수 있다.

이전의 실시예에 대한 것과 같이, 제 1, 제 2, 및 제 3 마이크로전자 소자(236, 253, 268)의 정렬 상태는 개별[0106]

적인 제 1, 제 2 및 제 3 마이크로전자 소자(236, 253, 268)의 개별적인 본드 패드(242, 259, 274)(도 5b) 각

각이 개별적인 제 1, 제 2, 및 제 3 개구(216, 226, 232)와 정렬되도록 한다.  그러면, 이것은 도전성 접속이

인접한 도전성 접속으로부터의 간섭이 없이 제 1, 제 2 및 제 3 개구(216, 226, 232) 내에서 또는 이를 통하여

진행하도록 한다.  추가적으로, 이것은 칩의 중앙 영역 상에 포지셔닝된 본드 패드를 가지는 두 개 이상의 칩의

적층을 가능하게 한다.

하나의 특정한 예에서, 기판(202)은 또한 제 1 및 제 2 면(204, 206) 사이에서 그리고 제 1 방향(D1)으로 연장[0107]

하는 제 1 주변 에지(203)를 가질 수 있다.  기판(202)은 또한 제 1 및 제 2 면(204, 206) 사이에서 그리고 제

1 방향(D1)으로 연장하는 제 2 주변 에지(205)를 가질 수 있다.

상기 제 1 개구(216)는 상기 제 1 방향(D1)에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수(L1) 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 2[0108]

방향(D2)에서의 제 2 치수(W1)를 가질 수 있다.  제 2 개구(226)는 제 2 방향(D2)에서 연장하는 길쭉한 제 1 치

수(L2) 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향(D1)에서의 제 2 치수(W2)를 가질 수 있다.  제 2 개구(232)는 제 2

방향(D2)에서 연장하는 길쭉한 제 1 치수(L3) 및 제 1 치수보다 더 짧은 제 1 방향(D1)에서의 제 2 치수(W3)를

가질 수 있다.

기판(202)은 제 1 주변 에지(203) 및 개별적인 제 2 및 제 3 개구(226, 232) 사이에서 연장하는 제 2 면(206)[0109]

의 제 1 및 제 2 주변 영역(P1, P2)을 가질 수 있다.  기판(202)은 제 2 주변 에지(205) 및 개별적인 제 2 및

제 3 개구(226, 232) 사이에서 연장하는 제 2 면(206)의 제 3 및 제 4 주변 영역(P3, P4)을 더 가질 수 있다.

제 1 및 제 3 주변 영역(P1, P3)은 제 2 개구(226)의 반대면에 위치될 수 있고, 제 2 및 제 4 주변 영역(P2,

P4)은 제 3 개구(232)의 반대면에 위치될 수 있다.

도 6 에 도시된 바와 같이, 단자(210)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 1 단자(210a)는 적어도 부분적으로 제 1[0110]

주변 영역(P1) 내에 배치되어, 제 2 방향(D2)으로 연장하고 제 1 단자(210a)를 통과하는 직선(S1)이 제 2 개구

(226)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.  단자(210)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 2 단자

(210b)는 적어도 부분적으로 제 2 주변 영역(P2) 내에 배치되어, 제 2 방향(D2)에서 연장하고 제 2 단자를 통과

하는 직선(S2)이 제 3 개구(232)를 통과하여 또는 그 위로 지나가도록 할 수 있다.

단자(210)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 3 단자(210c)는 적어도 부분적으로 제 3 주변 영역(P3) 내에 배치되[0111]

어, 제 2 방향(D2)에서 연장하고 제 3 단자(210c)를 통과하는 직선이 제 2 개구(226)를 통과하여 또는 그 위로

지나가도록 할 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 동일한 직선(S1)은 제 1 단자(210a) 및 제 3 단자(210c)를 통

과하여 연장할 수 있지만, 반드시 그래야 하는 것은 아니다.

단자(210)들 중 적어도 하나, 예를 들어 제 4 단자(210d)는 적어도 부분적으로 제 4 주변 영역(P4) 내에 배치되[0112]

어, 제 2 방향(D2)에서 연장하고 제 4 단자(210d)를 통과하는 직선이 제 3 개구(232)를 통과하여 또는 그 위로

지나가도록 할 수 있다.  하나의 특정한 예에서, 동일한 직선(S2)은 제 2 단자(110b) 및 제 4 단자(210d)를 통

과하여 연장할 수 있지만, 반드시 그래야 하는 것은 아니다.

이제 도 7 내지 도 9 를 참조하면, 페이스-다운 포지션에서 기판에 상재하는 4 개의 적층된 마이크로전자 소자[0113]

를 포함하는 마이크로전자 어셈블리(300)를 예시하는 다른 실시예가 도시된다.  이러한 실시예에서, 4 개의 개

구가 기판(302)의 제 1 및 제 2 면(304, 306)을 통하여 연장한다.  도 7 에서 최선으로 도시된 바와 같이, 제 1

및 제 2 개구(316, 326)는 제 3 및 제 4 개구(332, 382)에 수직인 방향으로 포지셔닝된다.  제 1 개구(316)는

장에지(320) 및 단에지(318)를 가지는데, 단에지(318)는 제 1 개구(316)의 제 1 단부(322) 및 제 2 단부(324)
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에 위치된다.  제 2 개구(326)는 단에지(328)의 쌍 및 장에지(330)의 쌍을 더 가지는데, 여기에서 단에지(328)

는 제 2 개구(326, 326)의 제 1 단부(329) 및 제 2 단부(331)에 위치된다.  제 3 개구(332)는 제 1 및 제 2 개

구(316, 326)의 개별적인 제 1 단부(322, 329)에 인접하여 위치되는 반면에, 제 4 개구(382)는 제 1 및 제 2

개구(316, 326)의 개별적인 제 2 단부(324, 331)에 인접하여 위치된다.  이러한 실시예에서, 제 3 및 제 4 개구

(332, 382)의 개별적인 장에지(334, 384)는 개별적인 제 1 및 제 2 개구(316, 326)의 장에지(320, 330)와 정렬

되지 않는다.  도시된 바와 같이, 제 1 및 제 2 개구(316, 326)는 제 3 및 제 4 개구(332, 382)보다 기판(30

2)의 외부 주변 에지(312)로부터 더 멀리 이격된다.

일 예에서, 제 1 개구(316)는 단치수(A2)보다 더 큰 장치수(A1)를 가질 수 있으며, 장치수(A1)는 제 1 방향(D[0114]

1)으로 연장하고, 단치수(A2)는 제 1 방향에 횡단하는 제 2 방향(D2)으로 연장한다.  제 2 개구(326)는 단치수

(B2)보다 더 큰 장치수(B1)를 가질 수 있는데, 장치수(B1)는 제 1 방향(D1)으로 연장하고, 단치수(B2)는 제 2

방향(D2)으로 연장한다.  제 3 개구(332)는 단치수(C2)보다 더 큰 장치수(C1)를 가질 수 있는데, 장치수(C1)는

제 2 방향(D2)으로 연장하고, 단치수(C2)는 제 1 방향(D1)으로 연장한다.  제 4 개구(382)는 단치수(E2)보다 더

큰 장치수(E1)를 가질 수 있는데, 장치수(E1)는 제 2 방향(D2)으로 연장하고, 단치수(E2)는 제 1 방향(D1)으로

연장한다.

도 7 내지 도 8c 를 참조하면, 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(336, 353)는 공지된 물질, 예컨대 접착제(301)[0115]

또는 기타 등등을 사용하여 기판(302)에 부착됨으로써, 제 1 마이크로전자 소자(336)의 전면(340) 및 제 2 마이

크로전자 소자(353)의 전면(357)이 기판(302)의 제 1 면(304) 상에 직접적으로 포지셔닝되도록 할 수도 있다.

제 1 마이크로전자 소자(336) 상의 본드 패드(342)도 제 1 개구(316) 상에 포지셔닝될 수도 있으며, 제 2 마이

크로전자 소자(353) 상의 본드 패드(359)는 제 2 개구(326) 상에 포지셔닝될 수도 있다.  도시된 바와 같이, 제

1 마이크로전자 소자(336)의 제 1 및 제 2 에지(344, 345) 및 제 2 마이크로전자 소자(353)의 제 1 및 제 2 에

지(361, 362)는 서로 평행하며 동일한 방향에서 연장한다.

제 3 및 제 4 마이크로전자 소자(368, 388)는 기판(302), 및 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(336, 353) 상에[0116]

포지셔닝될 수도 있다.  도 7 및 도 8a 에 최적으로 도시되는 바와 같이, 제 3 마이크로전자 소자(368)의 전면

(372)은 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(336, 353)의 후면(338, 355)에 상재한다.  이와 유사하게, 제 4 마이

크로전자 소자(388)의 전면(392)은 개별적인 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(336, 353)의 후면(338, 355)에 상

재한다.  스페이서(235)(도 8a, 도 8b)는 제 3 마이크로전자 소자(368) 및 제 4 마이크로전자 소자(388)의, 기

판(302)의 제 1 면(304)에 대향하는 부분을 지지하도록 사용될 수도 있는데, 하지만 제 1 및 제 2 마이크로전자

소자(336, 353)에 상재하지 않는다.

도 7 및 도 8b 내지 도 8d 에 도시된 바와 같이, 제 3 마이크로전자 소자(368)는 제 1 및 제 2 마이크로전자 소[0117]

자(336, 353)의 개별적인 제 1 단부(348, 365)에 인접한다.  제 4 마이크로전자 소자(388)는 개별적인 제 1 및

제 2 마이크로전자 소자(336, 353)의 제 2 단부(350, 367)에 인접한다.  추가적으로, 제 3 마이크로전자 소자

(368)의 개별적인 제 1 및 제 2 에지(376, 377) 및 제 4 마이크로전자 소자(388)의 제 1 및 제 2 에지(396,

397)는 제 1 마이크로전자 소자(336)의 개별적인 제 1 및 제 2 에지(344, 345) 및 제 2 마이크로전자 소자(35

3)의 제 1 및 제 2 에지(361, 362) 모두에 수직한 방향으로 연장한다.  결과적으로, 도 9 를 참조하면, 제 3 마

이크로전자 소자(368)의 중앙 영역(946)(도 8b)을 따라서 연장하는 본드 패드(374) 및 제 4 마이크로전자 소자

(388)의 중앙 영역(948)(도 8b)을 따라서 연장하는 본드 패드(394)는 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(336,

353)의 개별적인 중앙 영역(950, 952)에 인접하게 포지셔닝된 개별적인 본드 패드(342, 359)에 수직인 방향으로

연장할 것이다.  두 개의 마이크로전자 소자를 가지는 실시예에 대하여 위에서 설명된 바와 같이, 제 4 마이크

로전자 소자(388)는 제 4 마이크로전자 소자의 전면의 중앙 영역에서 일 방향으로 연장하는 5 개 이상의 본드

패드(394)의 적어도 하나의 행(394')을 가질 수 있다.

기판(302) 상의 개별적인 마이크로전자 소자의 방위는 제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 마이크로전자 소자(336, 353,[0118]

368, 388)의 본드 패드(342(도 8d), 359(도 8b), 374, 394)로부터 기판(302)의 제 2 면(306) 상의 콘택(309,

311, 313, 314)의 개별적인 제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 세트로의 전기적 접속을 가능하게 한다.  전기적 접속은

제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 개구(316, 326, 332, 382) 내에 또는 이를 통하여 이루어질 수 있다.  이러한 실시

예에서, 개별적인 제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 마이크로전자 소자(336, 353, 368, 388)로부터 연장하는 본드 와

이어(380A, 380B(도 8a), 380C, 380D(도 8b)는 제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 개구(316, 326, 332, 382)를 통하여

연장하며 기판(도 8a,8B) 상의 콘택(309, 311, 313, 314)의 개별적인 제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 세트로 접속

한다.
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도 9 에서 도시된 바와 같이, 기판(302)의 제 2 면(306)을 따라서 연장하는 트레이스(308)는 콘택(309, 311,[0119]

313, 314)의 제 1, 제 2, 제 3, 및 제 4 세트를 도전성 물질, 예컨대 그 위에 분산된 솔더 볼을 가지는 단자 콘

택에 접속시킬 수 있다.  단자들은 마이크로전자 어셈블리(300)를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로

접속시키기 위하여 구성될 수 있다.

도 3, 도 3a 내지 3H, 및 도 6 에 대하여 도시되고 설명된 실시예들과 유사하게, 기판(302)은 개구(316, 326,[0120]

332, 382) 중 하나 이상 및 기판의 개별적인 주변 에지 사이에서 연장하는 주변 영역을 가질 수 있다.  예를 들

어, 기판은 제 3 개구(332)의 반대 단부 및 기판(302)의 반대 주변 에지 사이에서 연장하는 주변 영역(P1 및

P3)을 가질 수 있고, 주변 영역(P2 및 P4)은 제 4 개구(382)의 반대 단부 및 기판(302)의 반대 주변 에지 사이

에서 연장하며, 주변 영역(P5 및 P7)은 제 1 개구(316)의 반대 단부 및 기판(302)의 반대 주변 에지 사이에서

연장하고, 그리고 주변 영역(P6 및 P8)은 제 2 개구(326)의 반대 단부 및 기판(302)의 반대 주변 에지 사이에서

연장한다.  도 9 에 도시된 바와 같이, 기판(302)의 제 2 면(306)에서 노출된 적어도 하나의 단자는 주변 영역

(P1-P8) 각각 내에 위치될 수 있다.  다른 실시예들에서, 주변 영역(P1-P8)의 하나 이상은 그 안에 위치된 임의

의 단자를 가지지 않을 수도 있다.

도 9 에 도시되는 실시예에서, 또는 여기에 개시된 다른 임의의 실시예에서, 기판(302)은 제 1 및 제 2 면(304,[0121]

306) 사이에서 그것을 통과하여 연장하는 개구부를 가질 수 있다.  일 실시예에서, 하나 이상의 이러한 개구부

는 적어도 부분적으로 주변 영역(P1) 내에 위치된 개구부(395)처럼, 단자(310) 중 하나 이상에 인접한 주변 영

역(P1-P8) 중 하나 이상 내에 위치되거나, 또는 단자들 중 하나 이상의 자리에 위치될 수 있다.  언더필 또는

도 8b 에 도시되는 봉합재(399)와 같은 봉합재는 이러한 개구부(395)를 통해 주입되어 마이크로전자 소자(336)

의 본드 패드(342) 중 적어도 일부 및 본드 패드가 전기적으로 접속되는 콘택(309) 중 적어도 일부를 커버할 수

있다.  이러한 개구부(395)는 기판(302)의 표면을 따라 어디에나 위치될 수 있는데, 하지만 바람직한 실시예에

서는 개구부의 하나 이상은 주변 영역(P1-P8)  중 하나 이상 내에 위치된다.  하나의 특정한 예에서, 봉합재

(399)는 마이크로전자 소자(336, 353, 368, 및 388)의 하나 이상의 전면을 향해 근사적으로 45 도의 각도에서

개구부(395)를 통해 주입될 수 있다.

도 9a 에 더욱 도시되는 바와 같이, 마이크로전자 어셈블리(300')는 자신의 콘택-베어링 표면(340, 357)이 기판[0122]

(302)에 인접하는 마이크로전자 소자의 이격된 에지들(345, 361) 사이에 배치된 버퍼 소자(390)를 더 포함할 수

있다.  일 실시예에서, 버퍼 소자(390)는 어셈블리의 단자에서 수신된 적어도 하나의 신호를 버퍼 소자로부터

어셈블리(300') 상의 제 1, 제 2, 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자(336, 353, 368, 388)로 재생시킬 수 있다.

이러한 경우에서, 버퍼 소자(390)는 신호를 단자로부터 수신하고 신호를 재생시키며, 재생된 신호를 어셈블리

(300') 상의 마이크로전자 소자 중 하나 이상으로 전달하도록 구성된다.  이러한 구성의 하나의 이점은 어셈블

리(300') 내의 마이크로전자 소자와 거기에 접속된 회로 패널 사이에 격리를 제공한다는 것이며, 이에 의하여

어셈블리 상의 상호접속 스터브가 회로 패널 상의 대응하는 신호 라인으로부터 전기적으로 격리된다.  이러한

방법에서, 어셈블리 내의 부적절하게 종단된 스터브에 의하여 야기된 신호 반영(signal reflections)이 회피될

수 있다.

이제 도 10 내지 도 12 를 참조하면, 중심 접합된 마이크로전자 소자를 페이스-다운 포지션에서 포함하는 적층[0123]

된 어셈블리(400)의 대안적 실시예가 도시된다.  우선 도 10 및 도 11a 를 참조하면 이러한 실시예는 비록 제 1

및 제 2 마이크로전자 소자(436, 453)가 서로 인접하지만, 이들이 동일한 평면에 놓이지는 않는다는 수준에서

차이가 난다.  이전의 실시예에서와 같이, 제 1 마이크로전자 소자(436)는 페이스-다운 포지션에 있음으로써 제

1 마이크로전자 소자(436)의 제 1 에지와 제 2 에지 사이의 중앙 영역(958)(도 11a) 또는 중앙 3분의 1을 따라

서 연장하는 본드 패드(442)가 기판(402)의 제 1 개구(416)(도 11a 및 도 12)를 통하여 노출되게 한다.  제 2

마이크로전자 소자(453)는 제 1 마이크로전자 소자(436)의 적어도 일부에 상재하도록 포지셔닝된다.  도 11a 에

서 최적으로 도시된 바와 같이, 제 2 마이크로전자 소자(453)의 제 1 에지(465)는 제 1 마이크로전자 소자(43

6)의 후면(438)의 제 2 에지(445)의 일부에 상재한다.  그러면, 제 3 및 제 4 마이크로전자 소자(468, 488)는,

이전의 실시예에서 논의된 바와 같이, 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(436, 453) 모두에 상재하도록 포지셔닝

된다.  도 11b 내지 도 11d 는 도 7 내지 도 9 의 그것들과 유사하게 보이는 어셈블리의 상이한 뷰를 더 도시한

다.

이전의 실시예에서와 같이, 본드 와이어가 개별적인 마이크로전자 소자 상의 본드 패드를 기판 상의 콘택과 접[0124]

속시키기 위하여 사용될 수 있다.  제 1 마이크로전자 소자(436) 상의 본드 와이어(449)는 제 1 마이크로전자

소자(436) 상의 본드 패드(442)로부터, 기판(402) 내의 제 1 개구(416)를 통하여, 기판(402) 상의 콘택(409)의

제 1 세트로 연장한다.  제 2 마이크로전자 소자(453) 상의 본드 와이어(460)는 본드 패드(459)로부터 제 2 개
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구(426)를 통하여 연장하며, 기판(402) 상의 콘택(411)의 제 2 세트에 접속한다.  제 3 마이크로전자 소자(468)

상의 본드 와이어(475)는 본드 패드(474)로부터 제 3 개구(432)를 통하여 연장하며, 기판(402) 상의 콘택(413)

의 제 3 세트에 접속한다.  도 12 에 도시된 바와 같이, 트레이스(408)는 콘택(409, 411, 413, 414)의 각각의

세트를 기판(402) 상의 단자 콘택(410)으로 접속시키기 위하여 사용될 수 있다.  단자(410)는 마이크로전자 어

셈블리(400)를 어셈블리 외부의 적어도 하나의 컴포넌트로 접속시키기 위하여 구성될 수 있다.

도 4, 도 4a 내지 도 3h, 도 6, 및 도 9 에 대하여 도시되고 설명된 실시예들과 유사하게, 기판(402)은 개구[0125]

(416, 426, 432, 482) 중 하나 이상 및 기판의 개별적인 주변 에지 사이에서 연장하는 주변 영역을 가질 수 있

다.  예를 들어, 기판은 제 3 개구(432)의 반대 단부 및 기판(402)의 반대 주변 에지 사이에서 연장하는 주변

영역(P1 및 P3)을 가질 수 있고, 주변 영역(P2 및 P4)은 제 4 개구(482)의 반대 단부 및 기판(402)의 반대 주변

에지 사이에서 연장하며, 주변 영역(P5 및 P7)은 제 1 개구(416)의 반대 단부 및 기판(402)의 반대 주변 에지

사이에서 연장하고, 그리고 주변 영역(P6 및 P8)은 제 2 개구(426)의 반대 단부 및 기판(402)의 반대 주변 에지

사이에서 연장한다.  도 9 에 도시된 바와 같이, 기판(402)의 제 2 면(406)에서 노출된 적어도 하나의 단자는

주변 영역(P1-P8) 각각 내에 위치될 수 있다.  다른 실시예들에서, 주변 영역(P1-P8)의 하나 이상은 그 안에 위

치된 임의의 단자를 가지지 않을 수도 있다.

도 13 으로 돌아가면, 도 10 내지 도 12 의 대안적인 실시예에서, 마이크로전자 어셈블리(500)는 제 4 마이크로[0126]

전자 소자(588)의 후면(590) 및 전면(592)의 일부와 열적 통신하는 열 확산기(552)를 더 포함한다.  열 확산기

(552)는 또한 제 1 마이크로전자 소자와 제 2 마이크로전자 소자(536, 553) 사이에서 연장하여, 적층된 마이크

로전자 소자의 배치구성 내에서 열을 균일하게 분산시키도록 도울 수도 있다.  열 확산기(552)는 주위 환경으로

의 열 소모도 함께 개선할 수도 있다.  열 확산기(552)는 임의의 적합한 열전도성 물질로 부분적으로 또는 전체

적으로 제작될 수 있다.  적합한 열전도성 물질의 예는 금속, 그래파이트, 열전도성 접착제, 예를 들어, 열전도

성 에폭시, 솔더, 또는 기타 등등, 또는 이러한 물질의 조합을 포함하지만 그것들로 제한되지는 않는다.  일 예

에서, 열 확산기(552)는 금속의 실질적으로 연속인 시트일 수 있다.  특정 실시예에서, 금속 또는 다른 열전도

성 물질로 제조된 미리-형성된 열 확산기(552)는 열전도성 접착제 또는 열전도성 구리스와 같은 열전도성 물질

을 이용하여 제 4 마이크로전자 소자(588)의 후면(590)에 부착되거나 그것 상에 배치될 수도 있다.  만일 존재

한다면, 접착제는 열 확산기와 이것이 부착된 마이크로전자 소자 사이의 상대적인 운동을 가능하게 하는 유연성

물질로서, 예컨대 유연하게 부착된 소자들 사이의 차등 열 팽창을 수용하는 것일 수 있다.  열 확산기(552)는

제 3 마이크로전자 소자(568)(미도시), 제 1 마이크로전자 소자(536)의 제 1 면, 및 제 2 마이크로전자 소자

(553)의 일부와도 콘택할 수도 있다.  열 확산기(552)는 모놀리식 구조체일 수도 있다.  대안적으로는, 열 확산

기(552)는 서로 이격된 다중 확산기부들을 포함할 수도 있다.  특정 실시예에서, 열 확산기(552)는 제 1, 제 2,

제 3, 및 제 4 마이크로전자 소자(536, 553, 568, 588) 중 하나 이상의 후면의 적어도 일부에 직접적으로 조인

된 솔더의 층이거나 이를 포함할 수도 있다.

비록 종래의 실시예가 중심-접합된 칩을 내장하는 적층된 마이크로전자 어셈블리를 개시했지만, 앞선 마이크로[0127]

전자 어셈블리 중 임의의 것에 중심 접합된 적어도 하나의 칩을 내장시키는 것도 역시 가능하다는 것이 이해되

어야 한다.  예를 들어, 도 14 를 참조하면, 도 4 내지 도 6 의 실시예와 실질적으로 유사한 적층된 마이크로전

자 어셈블리가 도시된다.  이러한 실시예는 본드 패드의 제 2 마이크로전자 소자의 에지와 나란한 위치를 수용

하기 위하여 변형이 필요하다는 수준에서 상이하다.

도 14 에 도시된 바와 같이, 이전의 실시예에서와 같이, 제 2 마이크로전자 소자는 제 1 외부 영역(966), 제 2[0128]

외부 영역(968), 및 제 1 외부 영역(966)과 제 2 외부 영역(968) 사이에 포지셔닝된 중앙 영역(970)인 3 개의

영역을 포함할 수도 있다.  제 2 마이크로전자 소자(653) 상의 본드 패드(659)(도 15)는 제 2 마이크로전자 소

자(653)의 전면(657)의 제 1 외부 영역(966) 상에 포지셔닝된다.  본드 패드(659)의 제 2 마이크로전자 소자

(653) 상의 위치를 수용하기 위하여, 기판(602)의 제 2 개구(626)도 역시 기판(602)의 에지(612)(도 14)에 직접

적으로 인접하여 제 1 외부 영역(966) 내에 포지셔닝된다.  도 15 를 참조하면, 도전성 접속은 이제 제 2 마이

크로전자 소자(653) 상의 본드 패드(659)로부터 기판(602)의 제 2 면(606)의 콘택(611)의 제 2 세트로 연장할

수 있다.  트레이스(608)는 콘택(611)의 제 2 세트를 단자 콘택(610)에 전기적으로 접속시키는데, 이것은 솔더

볼(615)을 지지한다.

비록 이전에 개시된 실시예에서 기판 내의 개구를 통하여 연장하는 본드 와이어가 마이크로전자 소자와 기판의[0129]

제 2 면 상의 콘택 사이에 전기적 접속을 확립하는데 사용되었지만, 이러한 접속을 확립하기 위한 임의의 공지

된 구조 또는 방법이 사용될 수도 있다는 것이 이해되어야 한다.  예를 들어, 일 실시예에서, 도 16 내지 도

17b 를 참조하면, 제 1 및 제 2 마이크로전자 소자(736, 753)는 도 1 내지 도 3 에 도시되는 실시예와 유사한
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방식으로 적층된다.  이러한 대안적인 실시예에서, 본딩의 두 개의 추가적 타입이 예시된다.  이러한 본딩 기법

은, 예를 들어 미국 특허 번호 제 5,861,666 호에 개시되는데, 그 개시물은 원용에 의해 본 명세서에 포함된다.

우선 도 17a  를 참조하면, 리드 결합(748)은 제 1  마이크로전자 소자(736) 상의 본드 패드(742)로부터 기판[0130]

(702)의 제 2 면(706) 상의 콘택(709)의 제 1 세트로 연장하는 것으로 도시된다.  리드 결합(748)은 이전의 실

시예에서 개시된 본드 와이어보다 실질적으로 더 단단하다.  이제 도 17b 로 돌아가면, 기판(702)의 제 2 면

(706)에 반대로, 유사한 리드 결합(765)이 제 2 마이크로전자 소자(753)의 본드 패드로부터 기판(702)의 제 1

면(704) 상의 콘택(711)의 제 2 세트로 연장할 수도 있다.  비아(766)는 기판(702)의 제 1 면(704)과 제 2 면

(706) 사이에서 연장할 수도 있다.  비아(766)는 도전성 물질로써 충진되어 기판의 제 1 면 상의 콘택을 기판

(702)의 제 2 면(706) 상의 단자 콘택(710)과 전기적으로 접속시킬 수도 있다.

위에서 논의된 다양한 마이크로전자 어셈블리가 다양한 전자 시스템을 제작하는 데에 이용될 수 있다.  예를 들[0131]

어, 도 18 을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따르는 시스템(1000)은 다른 전자적 컴포넌트(1008 및 1010)

와  공동으로,  위의  마이크로전자  어셈블리의  이전의  실시예에서  설명된  바와  같은  구조(1006)를  포함한다.

(1008 1010) 묘사된 예에서, 컴포넌트(1008)는 반도체 칩인 반면에 컴포넌트(1010)는 디스플레이 스크린인데,

하지만 임의의 다른 컴포넌트도 사용될 수 있다.  물론, 예시의 명확화를 위하여 비록 오직 두 개의 추가적 컴

포넌트가 도 18 에서 묘사되지만, 시스템은 임의의 개수의 이러한 컴포넌트를 포함할 수도 있다.  위에서 설명

된 바와 같은 구조(1006)는, 예를 들어 복수의 칩을 내장하는 복합 칩 또는 구조일 수도 있다.  다른 변형예에

서는 양자 모두가 제공될 수도 있으며, 임의의 개수의 이러한 구조가 사용될 수도 있다.  구조(1006) 및 컴포넌

트(1008 및 1010)는, 개략적으로 파선으로 묘사된 공통 하우징(1001) 내에 실장되고, 필요에 따라 서로 전기적

으로 상호접속되어 원하는 회로를 형성한다.  도시된 예시적인 시스템에서, 시스템은 회로 패널 또는 가요성 인

쇄 회로 보드와 같은 회로 패널(1002)을 포함하는데, 회로 패널은 다수의 도체(1004)를 포함하며, 이들 중에서

오직 하나가 도 18 에서 컴포넌트들을 서로 상호접속하는 것으로 묘사된다.  그러나, 이것은 단순히 예시적인

것일 뿐이다; 전기 접속을 이루기 위한 임의의 적합한 구조가 사용될 수 있다.  (1001) 개인 휴대정보 단자기

(1010) 하우징(1001)은, 예를 들어 셀룰러 전화기 또는 개인 휴대정보 단자기 내에서 사용가능한 타입의 휴대용

하우징으로서 묘사되며, 스크린(1010)은 하우징의 면에서 노출된다.  구조(1006)가 이미징 칩과 같은 광 감응성

소자를 포함하는 경우에는, 렌즈(1011) 또는 다른 광학적 디바이스가 광을 그 구조로 라우팅하기 위하여 역시

제공될 수 있다.  다시 말하건대, 도 18 에 도시된 단순화된 시스템은 단순히 예시적인 것이다; 공통적으로 고

정된 구조라고 간주되는 시스템을 포함하는 다른 시스템, 예컨대 데스크탑 컴퓨터, 라우터 등도 위에서 논의된

구조를 사용하여 제작될 수 있다.

다양한 종속 청구항 및 이것에서 설명되는 피쳐들이 최초 청구항에서 제시된 것과 상이한 방법으로 통합될 수[0132]

있다는 것이 인정될 것이다.  개개의 실시예와 연계하여 설명된 피쳐가 설명된 실시예의 다른 것들과 함께 다양

한 조합에서 공유될 수도 있다는 것도 역시 인정될 것이다.

비록 본 명세서에서 본 발명은 특정 실시예를 참조하여 설명되었지만, 이러한 실시예는 본 발명의 원리 및 적용[0133]

의 단순한 예에 지나지 않는다는 것이 이해되어야 한다.  그러므로 수 많은 변경이 예시적인 실시예에 이루어질

수도 있다는 것과 다른 배치구성물이 첨부된 청구범위에 정의되는 바와 같은 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗

어나지 않으면서 고안될 수도 있다는 것이 이해되어야 한다.

산업상 이용가능성

본 발명은 마이크로전자 어셈블리 및 마이크로전자 어셈블리의 제조 방법을 포함하지만 이것으로 한정되지는 않[0134]

는, 넓은 산업상 이용가능성을 향유한다.
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